
JP 2016-508894 A 2016.3.24

(57)【要約】
　キャリアと、キャリアに適用された第１の表面を有し
、かつ第１の表面の反対側の第２の表面を有するテンプ
レート層であって、第２の表面が非平面状の構造化表面
を含む、テンプレート層と、テンプレート層の非平面状
の構造化表面上に配置された剥離コーティングと、剥離
コーティングの非平面状の構造化表面上に配置され、か
つ該表面に一致するバックフィル層と、を含む、転写テ
ープを開示する。いくつかの実施形態において、バック
フィル層は、ポリビニルシルセスキオキサン等のシルセ
スキオキサンを含む。開示した転写テープは、複製した
構造をレセプター基板に転写するのに使用することがで
きる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリアと、
　前記キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ前記第１の表面の反対側の第２の表
面を有するテンプレート層であって、前記第２の表面が非平面状の構造化表面を含む、テ
ンプレート層と、
　前記テンプレート層の前記非平面状の構造化表面上に配置された剥離コーティングと、
　前記剥離コーティングの前記非平面状の構造化表面上に配置され、かつ前記表面に一致
するバックフィル層と、を含み、
　前記テンプレート層が、前記バックフィル層の前記構造化表面の少なくとも一部分を実
質的に損傷なく残しながら、前記バックフィル層から除去されることが可能である、転写
テープ。
【請求項２】
　前記バックフィル層上に配置された剥離ライナーを更に含む、請求項１に記載の転写テ
ープ。
【請求項３】
　前記キャリアが透明ポリマーを含む、請求項１に記載の転写テープ。
【請求項４】
　前記テンプレート層が光硬化性有機樹脂を含む、請求項１に記載の転写テープ。
【請求項５】
　前記剥離コーティングが化学蒸着されたテトラメチルシランポリマーを含む、請求項１
に記載の転写テープ。
【請求項６】
　前記バックフィル層が平坦化層である、請求項１に記載の転写テープ。
【請求項７】
　前記バックフィル層が、２つの異なる材料の二層を含む、請求項１に記載の転写テープ
。
【請求項８】
　前記二層の一方が接着促進層を含む、請求項７に記載の転写テープ。
【請求項９】
　前記バックフィル層がシルセスキオキサンを含む、請求項１に記載の転写テープ。
【請求項１０】
　前記シルセスキオキサンがポリビニルシルセスキオキサンを含む、請求項９に記載の転
写テープ。
【請求項１１】
　請求項１に記載の転写テープと、
　前記バックフィル層に隣接したレセプター基板と、を含む、物品。
【請求項１２】
　前記レセプター基板が可撓性ガラスを含む、請求項１１に記載の物品。
【請求項１３】
　前記バックフィル層が２つ以上の材料を含む、請求項１１に記載の物品。
【請求項１４】
　前記２つ以上の材料の１つが接着促進層である、請求項１３に記載の物品。
【請求項１５】
　前記接着促進層がパターン化されている、請求項１４に記載の物品。
【請求項１６】
　前記バックフィル層が架橋されている、請求項１１に記載の物品。
【請求項１７】
　前記バックフィル層が、構造化非架橋パターン及び構造化架橋パターンを含む、請求項
１１に記載の物品。
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【請求項１８】
　前記テンプレート層の前記構造化面上に配置された前記剥離コーティングと、前記剥離
コーティング上に配置された前記バックフィル層とが、前記転写テープから分離された際
、前記構造化非架橋パターンがリフローし、実質的に非構造化される、請求項１７に記載
の物品。
【請求項１９】
　前記バックフィル層が硬化されている、請求項１４に記載の物品。
【請求項２０】
　キャリアと、
　前記キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ前記第１の表面の反対側の第２の表
面を有するテンプレート層であって、前記第２の表面が非平面状の構造化表面を含む、テ
ンプレート層と、
　前記非平面状の構造化表面上に配置されたパターン化硬化バックフィル層と、を含む、
転写テープ。
【請求項２１】
　前記パターン化硬化バックフィル層上に配置された剥離ライナーを更に含む、請求項２
０に記載の転写テープ。
【請求項２２】
　前記パターン化硬化バックフィル層と接触し、前記パターン化硬化バックフィル層で覆
われていない前記テンプレート層の部分とも接触した架橋非構造化層を更に含む、請求項
２０に記載の転写テープ。
【請求項２３】
　キャリアと、
　前記キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ前記第１の表面の反対側の第２の表
面を有するテンプレート層であって、前記第２の表面が非平面状の構造化表面を含む、テ
ンプレート層と、
　前記非平面状の構造化表面上に配置された非パターン化硬化犠牲バックフィル層と、
　前記バックフィル層との境界面を有するレセプター基板と、を含み、
　前記バックフィル層と前記レセプター基板との間の前記境界面に、結合領域及び非結合
領域が存在する、転写テープ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ガラス基板上のナノ構造及びミクロ構造は、ディスプレイデバイス、照明デバイス、ア
ーキテクチャデバイス、及び光機電デバイスの多様な用途に使用されている。ディスプレ
イデバイスにおいては、光の抽出又は光の分配のためにその構造を使用することができる
。照明デバイスにおいては、光の抽出、光の分配、及び装飾効果のためにその構造を使用
することができる。光起電デバイスにおいては、太陽光集光及び反射防止のためにその構
造を使用することができる。大きいガラス基板上にナノ構造及びミクロ構造をパターニン
グすること、ないしは別の方法で形成することは、困難であり、コスト効率が悪い場合が
ある。
【０００２】
　ナノ構造化犠牲テンプレート層の内側に、構造化バックフィル層をリソグラフィーエッ
チマスクとして使用する積層転写方法が開示されている。バックフィル層は、ガラス状材
料であってもよい。しかしながら、この方法では、バックフィル層の構造化表面を実質的
に損傷なく残しながら、バックフィル層から犠牲テンプレート層を除去する必要がある。
犠牲テンプレート層は、一般に、酸素プラズマを使用したドライエッチング、熱分解プロ
セス、又は溶解プロセスにより除去される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　したがって、連続したキャリアフィルム上に、コスト効率の優れたやり方でナノ構造及
びミクロ構造を作製し、次いで、そのフィルムを使用して、それらの構造をガラス基板又
は他の永久的レセプター基板上に転写ないしは別の方法で付与することが、必要とされて
いる。加えて、例えば、デジタルディスプレイの必要性を満たす、高い生産量を有する、
大面積上のナノ構造及びミクロ構造の作製が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様において、キャリアと、キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ第１の表
面の反対側の第２の表面を有するテンプレート層であって、第２の表面が非平面状の構造
化表面を含む、テンプレート層と、テンプレート層の非平面状の構造化表面上に配置され
た剥離コーティングと、剥離コーティングの非平面状の構造化表面上に配置され、かつ該
表面に一致するバックフィル層と、を含む、転写テープを開示する。テンプレート層は、
バックフィル層の構造化表面の少なくとも一部分を実質的に損傷なく残しながら、バック
フィル層から除去されることが可能である。キャリアは透明ポリマーを含んでもよく、テ
ンプレート層は光硬化性有機樹脂を含んでもよい。バックフィル層は２つの異なる材料の
二層を含んでもよく、二層の一方は接着促進層であってもよい。いくつかの実施形態にお
いて、バックフィル層は、ポリビニルシルセスキオキサン等のシルセスキオキサンを含む
。
【０００５】
　別の態様では、上記に開示した転写テープと、バックフィル層に隣接したレセプター基
板と、を含む、物品を提供する。レセプター基板は、ロール上に供給され得る可撓性ガラ
スであってもよい。いくつかの実施形態において、接着促進層は、パターン化されている
。いくつかの実施形態において、テンプレート層は、構造化残留物層と、構造化架橋パタ
ーンと、を含んでもよい。いくつかの実施形態において、テンプレート層の構造化面上に
配置された剥離コーティングと、剥離コーティング上に配置されたバックフィル層とが、
開示した転写テープから分離された際、構造化バックフィル層がリフローし、実質的に非
構造化される。
【０００６】
　別の態様では、キャリアと、キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ第１の表面
の反対側の第２の表面を有するテンプレート層であって、第２の表面が非平面状の構造化
表面を含む、テンプレート層と、非平面状の構造化表面上に配置されたパターン化された
硬化バックフィル層と、を含む、転写テープを開示する。提供される転写テープは、パタ
ーン化された硬化バックフィル層と接触し、パターン化硬化バックフィル層で覆われてい
ないテンプレート層の部分とも接触した架橋非構造化層を更に含んでもよい。
【０００７】
　更に別の態様では、キャリアと、キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ第１の
表面の反対側の第２の表面を有するテンプレート層であって、第２の表面が非平面状の構
造化表面を含む、テンプレート層と、非平面状の構造化表面上に配置された非パターン化
硬化犠牲バックフィル層と、バックフィル層との境界面を有するレセプター基板と、を含
み、バックフィル層とレセプター基板との境界面に結合領域及び非結合領域が存在する、
転写テープを開示する。
【０００８】
　本開示において、
　「化学線」は、ポリマーを架橋又は硬化させることができる放射線の波長を指し、紫外
、可視、及び赤外波長を含んでもよく、ラスター（rastered）レーザーによるデジタル露
光、サーマルデジタルイメージング、及び電子ビーム走査を含み得る。
【０００９】
　「隣接した」は、互いに近接し、通常互いに接触するが、それらの間に介在層を有する
場合がある層を指す。
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【００１０】
　「ＡＭＯＬＥＤ」は、アクティブマトリクス有機発光ダイオードを指す。
【００１１】
　「階層的」は、少なくとも１つの要素がナノ構造を有し、少なくとも１つの要素がマイ
クロ構造を有する、２つ以上の要素の構造を有する構成を指す。構造の要素は、１つ、２
つ、３つ、又はそれ以上のレベルの深さから成り得る。開示した階層的構成においては、
ナノ構造はミクロ構造よりも常に小さい。
【００１２】
　「ランド」は、２つの隣接する別個のミクロ構造要素間の範囲の非構造化の幅を指す。
【００１３】
　「ＬＥＤ」は、発光ダイオードを指す。「ミクロ構造」は、最長寸法が約０．１μｍ～
約１０００μｍの範囲である構造を指す。この開示では、ナノ構造及びミクロ構造の範囲
は、必然的に重なり合う。
【００１４】
　「ナノ構造」は、最長寸法が約１ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲であるフィーチャを指す
。
【００１５】
　「平坦化材料又は層」は、不規則な表面を埋めて、追加の層状要素を構築するためのベ
ースとして使用できる、実質的に平らな表面を生成する材料の層を指す。
【００１６】
　「構造」は、ミクロ構造、ナノ構造、及び／又は階層的構造を含むフィーチャを指す。
【００１７】
　「バイア」は、内部に電極等の導電性要素が配置され得る、パターン化バックフィル層
内のゼロランド（zero land）を有する空隙、孔、又はチャネルを指す。
【００１８】
　上記の概要は、本開示のそれぞれの開示される実施形態又は全ての実現形態を説明する
ことを目的としたものではない。以下の図面及び詳細な説明により、実例となる実施形態
をより詳細に例示する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本明細書の全体を通じ、同様の参照符合が同様の要素を示す添付の図面を参照する。
【図１】バックフィル、接着促進層を有し、パターニングされていない、開示した構造化
テープの作製及び使用のプロセスのフローチャートの概略を示す。
【図２】バックフィル及びパターン化接着促進層を有する、開示した構造化テープの作製
及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略を示す。
【図３】バックフィル、及び積層後のブランケット光硬化を有する、開示した構造化テー
プの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略を示す。
【図４】バックフィル、及びリソグラフィーマスクを通した積層後の露光を有する、開示
した構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略を示す。
【図５】バックフィル、及び直接描画デジタル曝露を用いた積層後の露光を有する、開示
した構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略を示す。
【図５Ａ】バックフィル、及び直接描画デジタル曝露を用いた積層後の露光を有する、開
示した構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略を示す。
【図６】バックフィル、積層前のパターン化露光、及びビニルシルセスキオキサンオーバ
ーコートを有する、開示した構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャ
ートの概略を示す。
【図７】バックフィル、及び酸素表面阻害を有する積層前のパターン化露光を有する、開
示した構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略を示す。
【図７Ａ】バックフィル、及び酸素表面阻害を有する積層前のパターン化露光を有する、
開示した構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略を示す。
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【図８】バックフィル、積層前のパターン化露光、及び積層後の露光を有する、開示した
構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略を示す。
【図９】高屈折率（図９）及び低屈折率（図１０）を有する、埋め込まれたバックフィル
を有する開示した構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概略
を示す。
【図１０】高屈折率（図９）及び低屈折率（図１０）を有する、埋め込まれたバックフィ
ルを有する開示した構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートの概
略を示す。
【図１１】Ａ及びＢは、露光及び積層の順番が重要であり、製品構成を変更できることを
示す図である。
【図１２】実施例１のガラス上のナノ構造の顕微鏡写真である。
【図１３】実施例７のガラス上のパターン化ナノ構造の顕微鏡写真である。
【図１４】実施例８のガラス上のパターン化ナノ構造の顕微鏡写真である。
【図１５】実施例９のバイアを有するガラス上のパターン化ナノ構造の顕微鏡写真である
。
【図１６】実施例１１のガラス上のパターン化ナノ構造の顕微鏡写真である。
【００２０】
　図は、必ずしも一定の比率の縮尺ではない。図中、用いられる同様の番号は同様の構成
要素を示すものとする。しかしながら、ある図においてある構成要素を示すための数字の
使用は、同じ数字により示された別の図における構成要素を限定しようとするものではな
い。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下の説明において、添付の一連の図面を参照するが、それらの図面は説明の一部をな
すものであり、また、いくつかの特定の実施形態を実例として示すものである。本発明の
範囲又は趣旨を逸脱することなく、他の実施形態が考えられ、また実施することが可能で
ある点は理解されるべきである。したがって、以下の詳細な説明は、限定的な意味で解釈
されるべきではない。
【００２２】
　他に指示がない限り、本明細書及び特許請求の範囲で使用されるフィーチャの大きさ、
量、物理的特性を表わす数字は全て、どの場合においても用語「約」によって修飾される
ものとして理解されるべきである。それ故に、そうでないことが示されない限り、前述の
明細書及び添付の特許請求の範囲で示される数値パラメータは、当業者が本明細書で開示
される教示内容を用いて、目標対象とする所望の特性に応じて、変化し得る近似値である
。端点による数値範囲の使用には、その範囲内に含まれる全ての数（例えば１～５には、
１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、及び５が包含される）及びその範囲内の
あらゆる範囲が包含される。
【００２３】
　積層を用いる構造化固体表面の作製を可能にする構造化積層転写フィルム及び方法を開
示する。本方法は、フィルム、層、又はコーティングを複製して、構造化テンプレート層
を形成することを含む。複製は、ミクロ複製の当業者に既知の任意のミクロ複製技術を用
いて、原型に対して行うことができる。それらの技術には、例えば、プレポリマー樹脂の
エンボス加工、注型及び硬化（熱又は光化学開始を用いて）、又はホットメルト押出を挙
げることができる。典型的には、ミクロ複製は、光硬化性プレポリマー溶液をテンプレー
トに対して注型した後、プレポリマー溶液を光重合させることを含む。本開示において、
「ナノ構造化」は、１μｍ未満、７５０ｎｍ未満、５００ｎｍ未満、２５０ｎｍ未満、１
００ｎｍ未満、５０ｎｍ未満、１０ｎｍ未満、又は更には５ｎｍ未満のフィーチャを有す
る構造を指す。「ミクロ構造化」は、１０００μｍ未満、１００μｍ未満、５０μｍ未満
、又は更には５μｍ未満のフィーチャを有する構造を指す。階層的は、ナノ構造を有する
ミクロ構造を含む、２つ以上のサイズスケールを有する構造を指す（例えば、ナノスケー
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ルモスアイ（moth eye）反射防止フィーチャを有するミクロレンズ）。積層転写フィルム
は、例えば、２０１２年７月２０日出願の、「ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＤ　ＬＡＭＩＮＡＴＩ
ＯＮ　ＴＲＡＮＳＦＥＲ　ＦＩＬＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ」と題された、本件出願
人らの係属中の未公開出願、米国特許出願第１３／５５３，９８７号に開示されている。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、一般に化学線（典型的には紫外線）に対する曝露により光硬
化可能な光硬化性プレポリマー溶液は、ミクロ複製原型に対して注型された後、ミクロ複
製原型と接触している間、化学線に曝露されてテンプレート層を形成することができる。
光硬化性プレポリマー溶液は、ミクロ複製原型と接触している間、光重合される前、光重
合されている間、及び光重合された後でさえも、キャリアフィルム上に注型することがで
きる。硬化されたミクロ複製テンプレート層が上部に配置されたキャリアフィルムは、開
示したパターン化構造化転写テープを生成するのに使用することができる。
【００２５】
　開示したパターン化構造化転写テープ及びそれらの作製方法、及びこれらの転写テープ
を使用するプロセスにより生成される構造は、図面を参照して示される。図１は、バック
フィル、接着促進層を有し、パターニングされていない、開示した構造化テープの作製及
び使用のプロセスのフローチャートを示す。構造化テンプレート層１０３は、キャリア１
０１上に配置されている。構造化テンプレート層１０３は、プラズマ増強化学蒸着された
剥離コーティングの薄層（図示せず）を有する。いくつかの実施形態において、剥離特性
は、構造化テンプレート層に固有のものであり得る。次いで、得られた構造に、未硬化バ
ックフィル層１０５が構造化テンプレート層１０３に完全に接触するように、未硬化バッ
クフィル層１０５をコーティングする（工程１１）。次いで、バックフィルを乾燥させ、
熱架橋又は光架橋させて安定な中間フィルムを生成してもよく、フィルムは、場合により
、保護のために剥離ライナー１０４により覆われてもよい。次いで、構造を反転させ、接
着促進層１１２でコーティングされたレセプター基板１１０に積層する（工程１２）。接
着促進層１１２は、パターニングを有さずにレセプター基板１１０上に不均一にコーティ
ングされる。キャリア１０１上の剥離コーティングした構造化テンプレート層１０３を除
去した後（工程１３）、物品は、接着促進層１１２を介してレセプター基板１１０に接着
された構造化バックフィル層１０５を含む。場合により、次いで構造化バックフィル層１
０５を熱分解等の更なる熱処理に供して、バックフィル層１０５を焼結、硬化、又は融合
させ、任意の残りの有機材料を蒸発させてもよい。
【００２６】
　図２は、キャリア２０１上に配置された構造化テンプレート層２０３を示す。構造化テ
ンプレート層２０３は、プラズマ増強化学蒸着又は他の手段により堆積された剥離コーテ
ィングの薄層（図示せず）を有してもよい。次いで、得られた構造に、未硬化バックフィ
ル層２０５が構造化テンプレート層２０３に完全に接触するように、未硬化バックフィル
層２０５をコーティングする（工程２１）。この安定な中間フィルムは、場合により、保
護のために剥離ライナー２０４で覆われてもよい。次いで、得られた構造を反転させ、パ
ターン化接着促進層２１２でコーティングされたレセプター基板２１０に積層する（工程
２２）。パターン化接着促進層２１２は、フォトリソグラフィーを介してレセプター基板
２１０に適用され、パターン化される。キャリア２０１上の剥離コーティングした構造化
テンプレート層２０３を除去した後（工程２３）、物品は、パターン化接着促進層２１２
を介してレセプター基板２１０に接着された構造化未硬化バックフィル層２０５を含む。
パターン化接着促進層２１２が存在しない場合（パターンの間）、バックフィル層２０５
は構造化テンプレート層２０３に接着し、バイア又は開放領域を残して除去される。バイ
ア（バックフィルを有さない範囲）を有するこの構造は、除去された範囲がＡＭＯＬＥＤ
背面上のバイアを必要とする領域（例えば、サブピクセル回路と、対応するサブピクセル
電極との間の電気的接続）に対応する、アクティブマトリクス有機発光ダイオード（ＡＭ
ＯＬＥＤ）抽出用途において重要な場合がある。加えて、本方法は、バイアと、レセプタ
ー基板上に存在し得る、基板表面上の基準又は他のフィーチャとの間の正確な整合を可能
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にする。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、バックフィルは、光硬化前に、室温で粘着性である。例
えば、バックフィルとしてのポリビニルシルセスキオキサンは、接着促進層を有さない、
開示したパターン化構造化転写テープに使用することができる。図３は、キャリア３０１
上に配置された構造化テンプレート層３０３を示す。次いで、得られた構造に、未硬化バ
ックフィル層３０５をコーティングする（工程３１）。未硬化バックフィル層３０５は、
構造化テンプレート層３０３に接触している。安定な中間フィルムは、一時的ライナー３
０４を未硬化バックフィル層に積層することにより生成される。ライナーは、積層転写フ
ィルムの使用前に除去される。ライナーが除去されたら、次いで組立体は反転され、未硬
化バックフィル層３０５がビニルシルセスキオキサンの場合、接着促進層２１２を有さな
いでレセプター基板３１０に積層される（工程３２）。次いで、構造はブランケット紫外
線３２０に曝露されて構造化バックフィル層３０５を硬化させ（工程３３）、レセプター
基板３１０に対するより良好な接着を促進する。代替的に、熱を使用してバックフィル層
を硬化させてもよい。キャリア３０１上の剥離コーティングした構造化テンプレート層３
０３を除去した後、物品は、レセプター基板３１０上に配置された構造化硬化バックフィ
ル層３０６を含む。場合により、次いで構造化硬化バックフィル３０６を熱分解等の更な
る熱処理に供して、バックフィル層３０５を焼結、硬化、又は融合させ、任意の残りの有
機材料を蒸発させてもよい。
【００２８】
　未硬化バックフィル層は、テンプレート剥離によりリフローすることができる。テンプ
レート剥離によりリフローできる代表的なバックフィル材料は、ビニルシルセスキオキサ
ンである。いくつかの実施形態において、熱を使用して幾分かの未硬化バックフィル材料
のリフローを可能にしてもよいパターン化及び非パターン化範囲（リフローに起因する）
は、パターン化マスクを介した光硬化により画定され得る。テンプレートから除去した後
、バックフローの未硬化範囲はリフローして平坦化表面を形成してもよく、次いで最終的
なブランケット硬化を用いて未硬化範囲の残部を重合させてもよい。図４は、キャリア４
０１上に配置された構造化テンプレート層４０３を示す。構造化テンプレート層４０３は
、プラズマ増強化学蒸着された剥離コーティングの薄層（図示せず）を有する。次いで、
得られた構造に、未硬化バックフィル層４０５が構造化テンプレート層４０３に完全に接
触するように、未硬化バックフィル層４０５をコーティングする（工程４１）。安定な中
間フィルムは、一時的ライナー４０４を未硬化バックフィル層に積層することにより生成
される。ライナーは、積層転写フィルムの使用前に除去される。ライナーが除去されたら
、次いで組立体は反転され、レセプター基板４１０に積層される（工程４２）。構造はフ
ォトマスクキャリア４２４上に配置されたフォトマスク４２５を介して第１の化学線４２
０に曝露される。第１の化学線４２０は、フォトマスク４２５により遮断されていないバ
ックフィル４０６を光重合させる。第１の化学線４２０は、フォトマスク４２５を透過で
きないため、バックフィル層４０５は未重合のまま残留する。キャリア４０１上の剥離コ
ーティングした構造化テンプレート層４０３を除去した後、物品は、レセプター基板４１
０に接着された構造化硬化バックフィル層４０６を含む（工程４３）。未硬化バックフィ
ル層４０５は、テンプレート層との接触を解除された後、リフローし、実質的に平坦化（
非構造化）４０７される。リフロー後、フォトマスク４２５は除去され、構造はブランケ
ット化学線、４２２に曝露されて、バックフィルを完全に硬化させる（工程４４）。場合
により、次いでこの構造を熱分解等の更なる熱処理に供して、バックフィル層４０５を焼
結、硬化、又は融合させ、任意の残りの有機材料を蒸発させてもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、デジタルレーザー露光を用いて、バックフィル層の選択部分
を重合させてもよい。図５は、硬化性バックフィル、並びに直接描画デジタルレーザー露
光を使用する、積層後の第１の露光を用いた、開示した構造化テープの作製及び使用に関
するプロセスのフローチャートを示す。図５は、キャリア５０１上に配置された構造化テ
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ンプレート層５０３を示す。構造化テンプレート層５０３は、プラズマ増強化学蒸着、又
は既知のコーティング方法を用いるいくつかの他の手段により堆積された剥離コーティン
グの薄層（図示せず）を有する。次いで、得られた構造に、未硬化バックフィル層５０５
が構造化テンプレート層５０３に接触するように、未硬化バックフィル層５０５をコーテ
ィングする（工程５１）。場合により保管及び更なる取り扱いのために一時的ライナー５
０４が積層され得る、安定な中間フィルムが生成される。ライナーは、積層転写フィルム
の使用前に除去される。次いで、構造を反転させ、レセプター基板５１０に積層する（工
程５２）。得られた構造を、第１の直接描画デジタルレーザー５２０からのラスター又は
ベクター走査放射ビームに曝露する。第１の直接描画デジタルレーザー５２０は、レーザ
ー光線に曝露された範囲内のバックフィル５０６を光重合させる。レーザー光線に曝露さ
れていないバックフィル層５０５の範囲は、未重合のまま残留する。キャリア５０１上の
剥離コーティングした構造化テンプレート層５０３を除去した後（工程５３）、物品は、
レセプター基板５１０に接着された構造化硬化バックフィル層５０６を含む。未硬化バッ
クフィル層５０５は、テンプレート層との接触を解除された後、リフローし、実質的に平
坦化（非構造化）５０７される。リフロー後、構造を第２の化学線５２２に曝露して、バ
ックフィル５０８を完全に硬化させる（工程５４）。図５Ａは、第１の直接描画デジタル
レーザー５２０からの光線により重合されたレーザー露光範囲５２３を示す小体積要素を
示す。場合により、次いでこの構造を熱分解等の更なる熱処理に供して、バックフィル層
５０５を焼結、硬化、又は融合させ、任意の残りの有機材料を蒸発させてもよい。
【００３０】
　図６は、曝露前パターン化積層転写フィルムの製造方法を示す。この方法は、鳥回避フ
ィルム及び傾斜日光再指向性フィルム（graded daylight redirecting film）等の建築用
途に重要であり得る。曝露前パターン化積層転写フィルムは、正確な位置調整（例えば、
レセプター基板上の基準に対する整合）が必要ではない用途に有用であり得る。図６は、
バックフィル、積層前パターン化露光、及び接着促進層を使用する、開示した構造化テー
プの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートを示す。図６は、キャリア６０１上
に配置された構造化テンプレート層６０３を示す。構造化テンプレート層６０３は、プラ
ズマ増強化学蒸着された剥離コーティングの薄層（図示せず）を有する。代替的に、表面
改質又はコーティングの他の方法を用いて、構造化テンプレート層の剥離特性を向上させ
てもよい。次いで、得られた構造に、未硬化バックフィル層６０５が構造化テンプレート
層６０３に完全に接触し（工程６１）、安定な中間フィルムを形成するように、未硬化バ
ックフィル層６０５（ビニルシルセスキオキサン）をコーティングし、中間フィルムは、
場合により、取り扱い中の保護のために剥離ライナー６０４で覆われてもよい。構造はフ
ォトマスクキャリア６２４上に配置されたフォトマスク６２５を介して第１の化学線６２
０に曝露される（工程６２）。第１の化学線６２０は、フォトマスク６２５により遮断さ
れていないバックフィル６０６を光重合させる。第１の化学線６２０は、フォトマスク６
２５を透過できないため、バックフィル６０５は未重合のまま残留する。次いで、第１の
化学線曝露後の得られた構造に、いくつかの実施形態では、バックフィル６０５と同一の
材料であってもよい接着促進層６０９をオーバーコートする（工程６３）。場合により保
管及び将来の取り扱いのために一時的ライナー６０４で覆われ得る、安定な中間フィルム
が形成される。次いで、得られた構造を反転させ、レセプター基板６１０に積層する（工
程６４）。次いで、剥離コーティングしたテンプレート層６０３を有するキャリア６０１
を除去する（工程６５）。次いで、構造化及び硬化されたバックフィル６０６は、化学線
に曝露されている範囲内のみ、構造化された状態で残留する。曝露されていないバックフ
ィル６０７はリフローして、非構造化表面を有する範囲を形成する。このリフロープロセ
スは、室温で行われてもよく、又は熱により援助されてもよい。最終的に、バックフィル
層（構造化及び非構造化）を、第２のブランケット化学線の曝露６２２により硬化させる
（工程６６）。場合により、次いでこの構造を熱分解等の更なる熱処理に供して、バック
フィル層６０５を焼結、硬化、又は融合させ、任意の残りの有機材料を蒸発させてもよい
。
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【００３１】
　図７は、バックフィル、及び酸素表面阻害を有する積層前露光を用いる、開示した構造
化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートを示す。バックフィル層の表
面硬化を阻害することにより、図１に示したプロセスに必要な接着促進層、又は図６に示
したプロセスにおけるオーバーコートを必要とすることなく、レセプター基板に直接積層
することができる。図７は、キャリア７０１上に配置された構造化テンプレート層７０３
を示す。構造化テンプレート層７０３は、プラズマ増強化学蒸着された剥離コーティング
の薄層（図示せず）を有する。次いで、得られた構造に、未硬化バックフィル層７０５が
構造化テンプレート層７０３に完全に接触するように、未硬化バックフィル層７０５をコ
ーティングする（工程７１）。この構造を、フォトマスクキャリア７２４上に配置された
フォトマスク７２５を介して第１の化学線７２０に曝露し、バックフィル層７０５の上面
を酸素に曝露して表面硬化を阻害する（工程７２）。酸素はバックフィル層の表面におけ
る硬化を阻害し、バックフィル層の厚みを通した、表面から内側への硬化の勾配を生成す
る。第１の化学線７２０は、フォトマスク７２５により遮断されていないバックフィル７
０６を光重合させる。第１の化学線７２０は、フォトマスク７２５を透過できないため、
バックフィル層７０５は未重合のまま残留する。バックフィル層７０５／７０６の空気境
界面の全体は、硬化の表面阻害により粘着性のまま残留する。場合により、硬化後、取り
扱い中の保護のためにバックフィルを一時的剥離ライナー７０４で覆ってもよい（工程７
３）。次いで、一時的剥離ライナーが除去された、得られた構造を反転させ、レセプター
基板７１０に積層する（工程７４）。次いで、剥離コーティングしたテンプレート層７０
３を有するキャリア７０１を除去する（工程７５）。次いで、構造化及び硬化されたバッ
クフィル７０６は、化学線に曝露されている範囲内のみ残留する。曝露されていないバッ
クフィル７０７はリフローして（工程７６）、非構造化範囲を形成する。非構造化範囲の
高さは、構造化転写テープ内の任意の構造要素の平均高さよりも低い。最終的に、バック
フィル層（構造化及び非構造化）を第２のブランケット化学線曝露７２２により硬化させ
る（工程７６）。場合により、次いでこの構造を熱分解等の更なる熱処理に供して、バッ
クフィル層７０５を焼結、硬化、又は融合させ、任意の残りの有機材料を蒸発させてもよ
い。
【００３２】
　図８は、バックフィル、及び積層前露光を用いる、開示した構造化テープの作製及び使
用に関するプロセスのフローチャートを示す。このプロセスは、ＯＬＥＤデバイスの構成
に有用であり得るバイア（ゼロランド範囲）も生成することができる。図８は、キャリア
８０１上に配置された構造化テンプレート層８０３を示す。構造化テンプレート層８０３
は、プラズマ増強化学蒸着された剥離コーティングの薄層（図示せず）を有する。次いで
、得られた構造に、未硬化バックフィル層８０５が構造化テンプレート層８０３に完全に
接触するように、未硬化バックフィル層８０５をコーティングする（工程８１）。構造は
フォトマスクキャリア８２４上に配置されたフォトマスク８２５を介して第１の化学線８
２０に曝露される（工程８２）。第１の化学線８２０は、フォトマスク８２５により遮断
されていない範囲内のバックフィル８０６を光重合させる。第１の化学線８２０は、フォ
トマスク８２５を透過できないため、バックフィル８０５は未重合のまま残留する。第１
のパターン化化学線８２０はまた、レセプター基板境界面において「結合領域」８１２を
残留させ（未硬化バックフィル８０５から）、レセプター境界面において「非結合領域」
８１４を残留させる（硬化パターン化バックフィル８０６から）。「結合領域」は、レセ
プター表面とバックフィルとの間の接着力が、バックフィルと構造化テンプレート（又は
剥離層）との間の接着力よりも大きい範囲である。「非結合領域」では、その反対が真で
ある。「結合領域」及び「非結合領域」の位置は、フォトマスク８２５上の不透明及び透
明フィーチャにより決定することができる。場合により、剥離ライナーを使用して、曝露
構造を保護し、保管又は取り扱いのための安定な中間部を形成してもよい。次いで、構造
を反転させ、レセプター基板８１０に積層する（工程８３）。化学線８２２に対する第２
のブランケット（非パターン化）曝露により、バックフィル層８０５の全未硬化範囲が硬
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化される（工程８４）。キャリア８０１上の剥離コーティングした構造化テンプレート層
８０３を分離して、構造化バックフィル層８３０ａの「結合領域」８１４の範囲内をレセ
プター基板８１０に転写し、非結合領域８１２上のバックフィル層８３０ｂの部分を分離
し得る（工程８５）。その結果、パターン化、構造化バックフィル層８３０ａがレセプタ
ー基板８１０に転写される。場合により、次いでバイアを含む別個の構造を熱分解等の更
なる熱処理に供して、バックフィル層１０５を焼結、硬化、又は融合させ、任意の残りの
有機材料を蒸発させてもよい。
【００３３】
　図９及び１０は、屈折率ｎ１及びｎ２を有する２つの転写層のダイアドを含む、開示し
た構造化テープの作製及び使用に関するプロセスのフローチャートを示し、ｎ２＞ｎ１で
あり、層間境界面は、ミクロ－、ナノ－、又は階層的構造を含む。１つのプロセスを用い
て、レセプターと外側転写層との間により低屈折率の層が埋め込まれている、レセプター
表面上のダイアドを作製することができる（図９）。別のプロセスを用いて、より高屈折
率の層が埋め込まれている、レセプター表面上のダイアドを作製することができる（図１
０）。図９は、屈折率ｎ～１．５以上、典型的にはほぼ１．５５を有する第１のダイアド
層と、第１のダイアド層に隣接したｎ～１．８を有する第２のダイアド層と、を有し、し
たがってガラス（ｎ～１．５）等のレセプター基板に転写された際、レセプター基板の屈
折率と同様の屈折率を有する埋め込み構造の作製方法を示す。この構成では、ダイアドは
、レセプター基板（ガラス）と、インジウム－スズ－酸化物（ｎほぼ１．８）等の透明な
導電体との間の抽出境界面として機能し得る。図示したプロセス中、層のダイアド（構造
化テンプレート層及び構造化バックフィル層）は、単一ユニットとして、レセプター基板
に転写される。図９に示したプロセスは、以前に示したパターニング方法（例えば、ＡＭ
ＯＬＥＤ背面上にバイアを形成し得る図８を参照）と組み合わせてもよい。図９は、キャ
リア９０１上に配置された構造化テンプレート層９０３を示す。構造化テンプレート層９
０３は、より高い屈折率（典型的にはｎ≧１．５５、より典型的にはほぼ１．８）を有す
る。次いで、この構造に、より低い屈折率（構造化テンプレート層９０３の屈折率よりも
低い、典型的にはｎ≦１．５５）を有する未硬化バックフィル層９０５をコーティングす
る（工程９１）。未硬化バックフィル層９０５は、構造化テンプレート層９０３と完全に
接触している。場合により、取り扱い中の保護のために、バックフィルを剥離ライナー９
０４で覆ってもよい。次いで、構造は反転され、バックフィル層が硬化前に粘着性な場合
、接着促進層を有さずにレセプター基板９１０に積層される（工程９２）。次いで、構造
をブランケット化学線９２０に曝露して、構造化バックフィル層９０５を硬化させ、構造
を与える（工程９３）。キャリア９０１を除去した後、より高い屈折率を有する構造化テ
ンプレート層上に配置された、レセプター基板９１０と接触したより低い屈折率を有する
構造化硬化バックフィル層９０５を含む物品が得られる（工程９４）。
【００３４】
　図１０は、より高い屈折率ｎ≧１．５、典型的にはほぼ１．８を有する埋め込み構造の
作製方法を示す。これらの図に示すプロセスは、埋め込まれた回折又は屈折光学要素、及
びハイインデックスガラス又は水晶上の装飾表面効果に有用であり得る。この方法で光学
構造を埋め込むことにより、要素の耐久性が改善され、泥、塵埃、くず、又は皮脂による
汚染から要素が保護される。図示したプロセス中、層のダイアド（構造化テンプレート層
及び構造化バックフィル層）は、レセプター基板に転写される。図１０に示したプロセス
は、以前に示したパターニング方法（例えば、ＡＭＯＬＥＤ背面上にバイアを形成し得る
図８を参照）と組み合わせてもよい。図１０は、キャリア１００１上に配置された構造化
テンプレート層１００３を示す。構造化テンプレート層１００３は、バックフィル層と比
較して比較的低い屈折率を有する。次いで、得られた構造に、高屈折率（構造化テンプレ
ート層１００３の屈折率よりも高い、典型的にはｎ≦１．５）を有する未硬化バックフィ
ル層１００５をコーティングする（工程９５）。未硬化バックフィル層１００５は、構造
化テンプレート層１００３と完全に接触している。場合により、取り扱い中の保護のため
に、バックフィルを剥離ライナー１００４で覆ってもよい。次いで、構造は反転され、バ
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ックフィル層が硬化前に粘着性な場合、接着促進層を有さずにレセプター基板１０１０に
積層される（工程９６）。次いで、構造を化学線又は熱１０２０に曝露して、構造化バッ
クフィル層１００５を硬化させる（工程９７）。キャリア１００１を除去した後、高屈折
率を有する構造化テンプレート層上に配置された、レセプター基板１０１０と接触した高
屈折率を有する構造化硬化バックフィル層１００５を含む物品が得られる（工程９８）。
【００３５】
　図１～１０に示した転写フィルムは、アクティブマトリクスＯＬＥＤ（ＡＭＯＬＥＤ）
背面、アレイ基板上のＡＭＯＬＥＤ色フィルター、又はＯＬＥＤ固体照明要素基板等のレ
セプター基板上にナノ構造を転写するのに使用することができる。これらのナノ構造は、
ＯＬＥＤデバイスからの光抽出を向上させ、配光パターンを変更し、デバイスの角度色均
一性、又はそれらのいくつかの組み合わせを改善することができる。
【００３６】
　図１１は、露光の順番を示す図であり、工程は積層転写の結果を決定し得るため、プロ
セス全体を大いに調整する。図１１の上部スキームは、概して、図８に示したプロセスに
従う。化学線に曝露した後に積層することにより、曝露領域内にバイアを有するパターン
化範囲がもたらされる。工程を逆転し、図１１の下部スキームによって、曝露領域内のみ
パターニングされている範囲の全体の積層転写がもたらされるが、これは概して、図４に
示したプロセスに従う。結果は調整することができ、化学線パターン化硬化後に積層を用
いる１つの構造（図１１Ａ）、又は積層後に化学線によるパターン化硬化を用いる異なる
構造を得ることができる。（図１１Ｂ）。
【００３７】
　積層転写フィルムの用途
　本明細書に開示した積層転写フィルムは、多様な目的に使用することができる。例えば
、上記に開示したように、積層転写フィルムを使用して、構造化層をＯＬＥＤデバイス内
に転写することができる。
【００３８】
　積層転写フィルムの別の代表的な用途は、ディスプレイガラス、光起電ガラス要素、Ｌ
ＥＤウェハ、シリコンウェハ、サファイアウェハ、建築ガラス、金属、不織布、紙、又は
他の基板の、内面若しくは外面のいずれかの、マイクロフレネルレンズ、回折光学要素、
ホログラフ光学要素、及び他の、Ｂ．Ｃ．Ｋｒｅｓｓ、及びＰ．Ｍｅｙｒｕｅｉｓ，Ａｐ
ｐｌｉｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ，Ｗｉｌｅｙ，２００９の第２章に開示され
ているデジタル光学要素が含まれるデジタル光学要素のパターニングである。
【００３９】
　積層転写フィルムはまた、ガラス表面の装飾効果をもたらすためにも使用することがで
きる。例えば、装飾的な結晶様相の表面にイリデッセンスを付与することが望ましい場合
がある。具体的には、輸送ガラス、建築ガラス、ガラス食器、工芸品、標識、ジュエリー
又は他のアクセサリー等の、機能的又は装飾的な用途のいずれかに、ガラス構造を使用す
ることができる。ガラス構造の耐久性は、埋め込み構造を転写する本明細書に開示した方
法を用いて改善することができる。また、これらのガラス構造の上にコーティングを適用
することができる。この任意のコーティングは、ガラス構造の特性への悪影響を避けるた
めに比較的薄くてもよい。そのようなコーティングの例には、親水性コーティング、疎水
性コーティング、保護コーティング、反射防止コーティング等が含まれる。
【００４０】
　材料
　固体光学表面のパターニング用の構造化転写フィルムの作製には、６つの主要なクラス
の材料が必要である。キャリアフィルム、レセプター基板、テンプレート層、剥離層、バ
ックフィル、及び調節可能な屈折率の平坦化材料、並びに、製造後、積層前にバックフィ
ル層を保護するためのライナー。
【００４１】
　キャリアフィルム
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　ライナー又はキャリア基板は、他の層のための機械的な支持を提供する可撓性フィルム
を用いて実施することができる。キャリアフィルムの一例は、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）である。いくつかの実施形態では、キャリアは、紙、剥離紙（剥離コーティ
ングされた紙）、不織布、織布（布地）、金属フィルム、及び金属箔を含んでもよい。
【００４２】
　様々な熱硬化性又は熱可塑性ポリマーから構成される様々な高分子フィルム基板は、キ
ャリアとして使用するのに適している。キャリアは、単層又は多層フィルムであってもよ
い。キャリア層フィルムとして使用できるポリマーの例示的な例としては、（１）ポリ（
クロロトリフルオロエチレン）、ポリ（テトラフルオロエチレン－コヘキサフルオロプロ
ピレン）、ポリ（テトラフルオロエチレン－コ－ペルフルオロ（アルキル）ビニルエーテ
ル）、ポリ（フッ化ビニリデン－コヘキサフルオロプロピレン）等のフッ素化ポリマー；
（２）Ｅ．Ｉ．ｄｕＰｏｎｔ　Ｎｅｍｏｕｒｓ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ）から入手
可能なＳＵＲＬＹＮ－８９２０　Ｂｒａｎｄ及びＳＵＲＬＹＮ－９９１０　Ｂｒａｎｄ等
の、ナトリウム又は亜鉛イオンを有するイオノマーエチレンコポリマーポリ（エチレン－
コ－メタクリル酸）；（３）低密度ポリエチレン等の低密度ポリエチレン類；線状低密度
ポリエチレン；及び超低密度ポリエチレン；可塑化ポリ（塩化ビニル）等の可塑化ハロゲ
ン化ビニルポリマー；（４）ポリ（エチレン－コ－アクリル酸）「ＥＡＡ」、ポリ（エチ
レン－コ－メタクリル酸）「ＥＭＡ」、ポリ（エチレン－コ－マレイン酸）、及びポリ（
エチレン－コ－フマル酸）等の酸官能性ポリマーを含むポリエチレンコポリマー；アルキ
ル基がメチル、エチル、プロピル、ブチル等、又はＣＨ３（ＣＨ２）ｎ－（式中、ｎは０
～１２である）であるポリ（エチレン－コ－アルキルアクリレート類）等のアクリル官能
性ポリマー、及びポリ（エチレン－コ－ビニルアセテート）「ＥＶＡ」；並びに（５）（
例えば、）脂肪族ポリウレタン類が挙げられる。キャリア層は、典型的にはオレフィン高
分子材料であり、一般に２～８個の炭素原子を有するアルキレンを少なくとも５０重量％
含み、最も一般的にはエチレン及びプロピレンが用いられる。その他の本体層としては、
例えば、ポリ（エチレンナフタレート）、ポリカーボネート、ポリ（メタ）アクリレート
（例えば、ポリメチルメタクリレート又は「ＰＭＭＡ」）、ポリオレフィン類（例えば、
ポリプロピレン又は「ＰＰ」）、ポリエステル類（例えば、ポリエチレンテレフタレート
「ＰＥＴ」）、ポリアミド類、ポリイミド類、フェノール樹脂類、セルロースジアセテー
ト、セルローストリアセテート（ＴＡＣ）、ポリスチレン、スチレン－アクリロニトリル
コポリマー、環状オレフィンコポリマー、エポキシ類等が挙げられる。
【００４３】
　レセプター基板
　レセプター基板の例としては、ディスプレイマザーガラス、照明マザーガラス、建築用
ガラス、板ガラス、ロールガラス、及び可撓性ガラス（ロールツーロールプロセスに使用
し得る）等のガラスが挙げられる。可撓性ロールガラスの例は、Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｉｎｃ
ｏｒｐｏｒａｔｅｄ製のＷＩＬＬＯＷガラス製品である。レセプター基板の他の例として
は、金属シート及び箔のような金属が挙げられる。更に他のレセプター基板の例としては
、サファイア、シリコン、シリカ、及び炭化ケイ素が挙げられる。更に他の例としては、
布地、不織布、及び紙が挙げられる。
【００４４】
　他の代表的なレセプター基板としては、支持ウェハ上の半導体材料が挙げられる。これ
らのレセプター基板の寸法は、半導体ウェハの原型テンプレートの寸法より大きくてもよ
い。現在、生産されている最大のウェハは、３００ｍｍの直径を有する。本明細書に開示
した方法を用いて生産される積層転写フィルムは、１０００ｍｍを超える横方向寸法及び
数百メートルのロール長で作製することができる。いくつかの実施形態では、レセプター
基板は、約６２０ｍｍ×約７５０ｍｍの、約６８０ｍｍ×約８８０ｍｍの、約１１００ｍ
ｍ×約１３００ｍｍの、約１３００ｍｍ×約１５００ｍｍの、約１５００ｍｍ×約１８５
０ｍｍの、約１９５０ｍｍ×約２２５０ｍｍの、又は約２２００ｍｍ×約２５００ｍｍの
、又は更にはより大きい寸法を有することができる。長いロール長の場合、横方向寸法は
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、約７５０ｍｍを超える、約８８０ｍｍを超える、約１３００ｍｍを超える、約１５００
ｍｍを超える、約１８５０ｍｍを超える、約２２５０ｎｍを超える、又は更には約２５０
０ｍｍを超えることができる。典型的な寸法は、約１４００ｍｍの最大パターン化幅、及
び約３００ｍｍの最小幅を有する。このような大きい寸法は、ロールツーロール加工と円
筒形原型テンプレートとの組み合わせを用いることにより可能となる。これらの寸法を有
するフィルムを使用して、大型デジタルディスプレイ（例えば、幅５２インチ×高さ３１
．４インチ（幅１３２センチメートル×高さ７９．８センチメートル）の寸法を有する５
５インチ（１４０センチメートル）ダイアゴナルディスプレイ）全体上にナノ構造を付与
することができる。
【００４５】
　レセプター基板は、積層転写フィルムが適用されたレセプター基板の側面に任意でバッ
ファ層を含むことができる。バッファ層の例は、米国特許第６，３９６，０７９号（Ｈａ
ｙａｓｈｉ　ｅｔ　ａｌ．）に開示されている。バッファ層の１つのタイプは、Ｋ．Ｋｏ
ｎｄｏｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ｏｆ　Ｎｏｎ－Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｏｌｉｄｓ　
１７８（１９９４）１８９２～９８及びＴ－Ｋ．Ｋｉｍ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍａｔ．Ｒｅｓ
．Ｓｏｃ．Ｓｙｍｐ．Ｐｒｏｃ．Ｖｏｌ．４４８（１９９７）４１９～２３に開示されて
いるようなＳｉＯ２の薄層である。
【００４６】
　本明細書に開示した転写プロセスの具体的な利点は、ディスプレイマザーガラス又は建
築ガラスのような大型の表面を有するレセプター表面に構造を付与する能力である。これ
らのレセプター基板の寸法は、半導体ウェハの原型テンプレートの寸法より大きい。ロー
ルツーロール加工と円筒形原型テンプレートの組み合わせの使用が、このような大きい寸
法の積層転写フィルムを可能にする。
【００４７】
　本明細書に開示した転写プロセスの更なる利点は、平面状ではないレセプター表面に構
造を付与する能力である。レセプター基板は、転写テープが可撓性の構成にあるため、屈
曲し、湾曲して捻れていてもよく、又は凹状若しくは凸状のフィーチャを有してもよい。
【００４８】
　レセプター基板は、自動車ガラス、シートガラス、回路形成された（circuitized）可
撓性フィルム等の可撓性電子基板、ディスプレイバックプレーン、ソーラーガラス、金属
、ポリマー、ポリマー複合材料、及びグラスファイバーも含み得る。
【００４９】
　テンプレート層
　テンプレート層は、バックフィル層に構造を付与する層である。テンプレート層は、テ
ンプレート材料から形成されている。テンプレート層は、例えば、エンボス加工、複製プ
ロセス、押出成形、注型成形、又は表面構造化を介して形成することができる。構造化表
面は、ナノ構造、ミクロ構造、又は階層的構造を含み得る。ナノ構造は、１マイクロメー
トル以下の次元（例えば、高さ、幅、又は長さ）を少なくとも１つ有するフィーチャを含
む。ミクロ構造は、１ミリメートル以下の次元（例えば、高さ、幅、又は長さ）を少なく
とも１つ有するフィーチャを含む。階層的構造は、ナノ構造とミクロ構造との組み合わせ
である。いくつかの実施形態では、テンプレート層は、パターニング、化学線パターニン
グ、エンボス加工、押出成形、及び共押出成形に適合可能であり得る。
【００５０】
　典型的には、テンプレート層は、複製プロセス中に低い粘度を有してもよく、次いで急
速に硬化して、ナノ構造、ミクロ構造、又は階層的構造内に「固定される」永久架橋高分
子ネットワークを形成し得る光硬化性材料を含む。光重合の当業者に既知の任意の光硬化
性樹脂を、テンプレート層に使用することができる。テンプレート層に使用される樹脂は
、架橋された場合、開示した構造化テープの使用中にバックフィル層から解放可能である
必要があり、又は剥離層の適用（下記参照）及び剥離層を適用するプロセスに適合可能で
なければならない。加えて、テンプレート層に使用される樹脂は、上述した接着促進層の
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適用に適合可能である必要がある。
【００５１】
　テンプレート層として使用し得るポリマーとしてはまた、スチレンアクリロニトリルコ
ポリマー；スチレン（メタ）アクリレートコポリマー；ポリメチルメタクリレート；ポリ
カーボネート；無水マレイン酸コポリマー；有核半結晶性ポリエステル類；ポリエチレン
ナフタレートのコポリマー；ポリイミド類；ポリイミドコポリマー；ポリエーテルイミド
；ポリスチレン類；シンジオタクチックポリスチレン；ポリフェニレンオキシド類；環状
オレフィンポリマー；アクリロニトリルのコポリマー、ブタジエンのコポリマー、及びス
チレンのコポリマーが挙げられる。好ましい１つのポリマーは、Ｉｎｅｏｓ　ＡＢＳ（Ｕ
ＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＬｕｓｔｒａｎ　ＳＡＮ　Ｓｐａｒｋｌｅ
材料である。放射線硬化テンプレート層用のポリマーとしては、多官能性アクリレート類
等の架橋アクリレート類、又はエポキシ類、並びに単官能性及び多官能性モノマーとブレ
ンドされたアクリル化ウレタン類が挙げられる。
【００５２】
　パターン化構造化テンプレート層は、放射線硬化性組成物の層を放射線透過性キャリア
の一表面上に堆積して曝露表面を有する層を提供し、先端表面部分及び隣接する陥没表面
部分を含む正確に成形され、かつ位置付けられた相互作用的な機能的不連続性を含む３次
元ミクロ構造を、前記キャリア上の放射線硬化性組成物の層の曝露表面内に付与すること
が可能なパターンを支持する予備形成表面を有する原型を、十分な接触圧下で接触させて
、前記パターンを前記層内に付与し、放射線硬化性組成物の層が原型のパターン化表面と
接触している間、キャリアを介して前記硬化性組成物を十分なレベルの放射に曝露して、
前記組成物を硬化させることにより形成することができる。この注型及び硬化プロセスは
、キャリアのロールを使用して連続的に行われてもよく、キャリア上に硬化性材料の層を
堆積し、この硬化性材料を原型に対して積層し、化学線を使用して硬化性材料を硬化させ
る。上部にパターン化構造化テンプレートが配置された得られたキャリアのロールは、次
いで巻き上げられてもよい。この方法は、例えば、米国特許第６，８５８，２５３号（Ｗ
ｉｌｌｉａｍｓ　ｅｔ　ａｌ．）に開示されている。
【００５３】
　押出又はエンボス加工されたテンプレート層の場合、テンプレート層を構成する材料は
、付与される上部構造化表面の特定のトポグラフィーに応じて選択されてもよい。一般に
、材料は、材料が凝固する前に構造が完全に複製されるように選択される。これは、押出
プロセス中に材料が保持される温度、及び構造化上面を付与するために用いるツールの温
度、並びに押出を行っているときの速度に部分的に左右されることになる。典型的には、
上層内で用いられる押出可能なポリマーは、大半の動作条件下での押出複製及びエンボス
加工に適応するように、約１４０℃未満のＴｇ、又は約８５℃～約１２０℃のＴｇを有す
る。いくつかの実施形態では、キャリアフィルム及びテンプレート層は、同時に共押出さ
れてもよい。この実施形態は、少なくとも２つの共押出層－１種のポリマーを有する上層
と、他のポリマーを有する下層と、を必要とする。上層が第１の押出可能なポリマーを含
む場合、この第１の押出可能なポリマーは、約１４０℃未満のＴｇ、又は約８５℃～約１
２０℃のＴｇを有し得る。上層が第２の押出可能なポリマーを含む場合、キャリア層とし
て機能し得る第２の押出可能なポリマーは、約１４０℃未満のＴｇ、又は約８５℃～約１
２０℃のＴｇを有する。分子量及び融解粘度等の他の特性も考慮する必要があり、これは
使用される特定のポリマー又はポリマー類に依存するであろう。テンプレート層内で使用
される材料も、それらの材料がキャリアに対する良好な接着性をもたらして、光学物品の
寿命期間中に二層の剥離を最小限に抑えるように、選択されなければならない。
【００５４】
　押出又は共押出されたテンプレート層は、テンプレート層にパターン化構造を付与する
原型ロール上に注型されてもよい。これは、バッチで、又は連続的なロールツーロールプ
ロセスにて行われてもよい。加えて、押出又は共押出テンプレート層上にバックフィル層
を押出してもよい。いくつかの実施形態では、３つの層の全部－キャリア、テンプレート
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、及びバックフィル層は、加工後にバックフィル層がテンプレート層から分離できる限り
、一度に共押出されてもよい。
【００５５】
　テンプレート層ポリマーとして使用され得る有用なポリマーとしては、スチレンアクリ
ロニトリルコポリマー、スチレン（メタ）アクリレートコポリマー、ポリメチルメタクリ
レート、スチレン無水マレイン酸コポリマー、有核半結晶性ポリエステル類、ポリエチレ
ンナフタレートのコポリマー、ポリイミド類、ポリイミドコポリマー、ポリエーテルイミ
ド、ポリスチレン類、シンジオクタクチックポリスチレン、ポリフェニレンオキシド類、
並びにアクリロニトリルのコポリマー、ブタジエンのコポリマー、及びスチレンのコポリ
マーからなる群から選択される１つ以上のポリマーが挙げられる。第１の押出可能なポリ
マーとして使用され得る特に有用なポリマーとしては、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌから入
手可能なＴＹＲＩＬコポリマーとして既知のスチレンアクリロニトリルコポリマーが挙げ
られ、例としてＴＹＲＩＬ　８８０及び１２５が挙げられる。テンプレートポリマーとし
て使用され得る特に有用な他のポリマーとしては、共にＮｏｖａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌによ
るスチレン無水マレイン酸コポリマーＤＹＬＡＲＫ　３３２及びスチレンアクリレートコ
ポリマーＮＡＳ　３０が挙げられる。ケイ酸マグネシウム、酢酸ナトリウム、又はメチレ
ンビス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェノール）酸リン酸ナトリウムのような核化剤とブレ
ンドしたポリエチレンテレフタレートも有用である。
【００５６】
　上部スキン層として有用な、高い屈折率を有する代表的なポリマーとしては、ＣｏＰＥ
Ｎ（ポリエチレンナフタレートのコポリマー）、ＣｏＰＶＮ（ポリビニルナフタレートの
コポリマー）、及びポリエーテルイミドを含むポリイミド類が挙げられる。好適な樹脂組
成物としては、寸法安定性、耐久性、耐候性であり、かつ所望の構成へ容易に成形可能で
ある透明材料が挙げられる。好適な材料の例としては、Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙにより製造されるＰＬＥＸＩＧＬＡＳブランドの樹脂等の約１．５の屈折率
を有するアクリル類、約１．５９の屈折率を有するポリカーボネート類、熱硬化性アクリ
レート類及びエポキシアクリレート類等の反応性材料、Ｅ．Ｉ．Ｄｕｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎ
ｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏ．，Ｉｎｃ．によりＳＵＲＬＹＮのブランド名で販売される
もの等のポリエチレン系アイオノマー、（ポリ）エチレン－コ－アクリル酸、ポリエステ
ル類、ポリウレタン類、及び酢酸酪酸セルロース類が挙げられる。テンプレート層は、米
国特許第５，６９１，８４６号（Ｂｅｎｓｏｎ）に開示されているように、キャリアフィ
ルム上に直接注型することにより調製され得る。放射線硬化される構造用のポリマーとし
ては、多官能性アクリレート類等の架橋アクリレート類、又はエポキシ類、並びに単官能
性及び多官能性モノマーとブレンドされたアクリル化ウレタン類が挙げられる。
【００５７】
　テンプレート層は犠牲的であってもよく、即ちテンプレート層は、２０１２年７月２０
日出願の、「ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＤ　ＬＡＭＩＮＡＴＩＯＮ　ＴＲＡＮＳＦＥＲ　ＦＩＬ
ＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ」と題された、本件出願人らの係属中の未公開出願、米国
特許出願第１３／５５３，９８７号に開示されているテンプレート層と同様に、後に構成
から除去される。しかしながら、開示した転写テープの作製方法と、転写テープから作製
された物品は、テンプレート層が犠牲的である必要はない。
【００５８】
　離型層
　テンプレート層は、バックフィル層から除去される必要がある。テンプレート層に対す
るバックフィル層の接着を低下させる１つの方法は、フィルムに剥離コーティングを適用
することである。テンプレート層の表面に剥離コーティングを適用する１つの方法は、プ
ラズマ蒸着を用いる。オリゴマーを使用して、プラズマ架橋された剥離コーティングを形
成することができる。オリゴマーはコーティング前に液体又は固体形態であってもよい。
典型的には、オリゴマーは１０００を超える分子量を有する。また、オリゴマーは、オリ
ゴマーの揮発性が高過ぎないように、一般に１０，０００未満の分子量を有する。１０，
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０００を超える分子量を有するオリゴマーは、一般に不揮発性であり、コーティング中に
液滴が形成され得る。一実施形態において、オリゴマーは、３０００を超え、かつ７００
０未満の分子量を有する。別の実施形態では、オリゴマーは、３５００を超え、かつ５５
００未満の分子量を有する。典型的には、オリゴマーは、低摩擦表面コーティングを提供
する特性を有する。好適なオリゴマーとしては、シリコーン含有炭化水素類、反応性シリ
コーン含有トリアルコキシシラン類、芳香族及び脂肪族炭化水素類、フッ素性化学物質類
、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。例えば、好適な樹脂としては、ジメチルシリ
コーン、炭化水素系ポリエーテル、フルオロケミカルポリエーテル、エチレンテトラフル
オロエチレン、及びフルオロシリコーン類が挙げられるが、これらに限定されない。また
フルオロシラン表面化学、真空蒸着、及び表面フッ素化を用いて剥離コーティングを提供
してもよい。
【００５９】
　プラズマ重合された薄フィルムは、従来のポリマーとは別個の材料のクラスを構成する
。プラズマポリマー内で、重合は不規則であり、架橋度は極めて高く、得られたポリマー
フィルムは、対応する「従来の」ポリマーフィルムとは非常に異なる。それ故、プラズマ
ポリマーは、当業者から、独特に異なる材料のクラスであり、開示した物品中で有用であ
ると見なされている。
【００６０】
　加えて、ブルーミング、コーティング、共押出、スプレーコーティング、エレクトロコ
ーティング、又はディップコーティングを含むがこれらに限定されない、テンプレート層
に剥離コーティングを適用する他の方法が存在する。
【００６１】
　バックフィル材料及び平坦化材料
　バックフィル層は、隣接した層（例えば、テンプレート層）を実質的に平坦化できる一
方でまた、レセプター層の表面に一致することができる材料である。バックフィル層は、
あるいは、２つの異なる材料の二層でもよく、その場合、二層が多層構造を有するか、又
はそれらの材料の一方が他方の材料に少なくとも部分的に埋め込まれる。二層の２つの材
料は、所望により、異なる屈折率を有し得る。二層の一方は、所望により、接着促進層を
含み得る。
【００６２】
　実質的な平坦化とは、等式（１）により定義される平坦化の量（Ｐ％）が好ましくは５
０％を超える、より好ましくは７５％を超える、最も好ましくは９０％を超えることを意
味する。
　Ｐ％＝（１－（ｔ１／ｈ１））＊１００
　　　　　　　　等式（１）
　Ｐ．Ｃｈｉｎｉｗａｌｌａ，ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ａｄｖ．Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　２
４（１），２００１，４１に更に開示されているように、式中、ｔ１は、表面層のレリー
フ高さであり、ｈ１は、表面層により覆われるフィーチャのフィーチャ高さである。
【００６３】
　バックフィルに使用され得る材料としては、ポリシロキサン系樹脂、ポリシラザン類、
ポリイミド類、ブリッジ又はラダー型シルセスキオキサン類、シリコーン類、シリコーン
ハイブリッド材料、及び多くの他のものが挙げられる。代表的なポリシロキサン樹脂とし
ては、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ｈａｒｄｃｏａｔ（Ｃｈｕｌａ　Ｖｉｓｔａ，ＣＡ）から
入手可能なＰＥＲＭＡＮＥＷ　６０００　Ｌ５１０－１が挙げられる。これらの分子は、
典型的には、高い寸法安定性、機械的強度、及び耐化学性をもたらす無機コアと、溶解度
及び反応性を補助する有機シェルと、を有する。これらの材料の市販供給源は多く存在し
ており、下の表２にまとめた。使用され得る他の材料クラスは、例えば、ベンゾシクロブ
テン類、可溶性ポリイミド類、及びポリシラザン樹脂である。
【００６４】
　バックフィル層に有用な材料としては、ビニルシルセキオキサン類（vinyl silsequiox
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anes）；ゾルゲル材料；シルセスキオキサン類；ナノワイヤを含むものを含むナノ粒子複
合材料；量子ドット；ナノロッド；研磨剤；金属ナノ粒子；易焼結性金属粉末；グラフェ
ン、カーボンナノチューブ類、及びフラーレン類を含む炭素複合材料；導電性複合材料；
本質的に導電性の（共役）ポリマー；電気的に活性な材料（陽極、陰極等）；触媒を含む
複合材料；低表面エネルギー材料；並びにフッ素化ポリマー又は複合材料を挙げることが
できる。
【００６５】
　バックフィル層は、以前に述べた所望のレオロジー的及び物理的特性を有する限り、任
意の材料を含んでもよい。典型的には、バックフィル層は、化学線、例えば、可視光線、
紫外線、電子ビーム照射、熱、及びこれらの組み合わせを使用して硬化されるモノマーを
含む重合性組成物から形成される。アニオン、カチオン、フリーラジカル、縮合、又は他
の任意の多様な重合技術を使用することができ、これらの反応は、光、光化学、又は熱開
始により触媒されてもよい。これらの開始戦略は、バックフィル層上に厚さ制限を課す場
合があり、即ち、光又は熱トリガはフィルム体積全体を通して均一に反応することが可能
である必要がある。有用な重合性組成物は、エポキシド、エピスルフィド、ビニル、ヒド
ロキシル、アリルオキシ、（メタ）アクリレート、イソシアネート、シアノエステル、ア
セトキシ、（メタ）アクリルアミド、チオール、シラノール、カルボン酸、アミノ、ビニ
ルエーテル、フェノール系（phenolic）、アルデヒド、アルキルハライド、シンナメート
、アジド、アジリジン、アルケン、カルバメート類、イミド、アミド、アルキン、及びこ
れらの基の任意の誘導体又は組み合わせ等の、当該技術分野にて既知の官能基を含む。バ
ックフィル層の調製に使用され得るモノマーは、ウレタン（メタ）アクリレート類、エポ
キシ（メタ）アクリレート類、ポリエステル（メタ）アクリレート類）等の任意の好適な
分子量の重合性オリゴマー又はコポリマーを含んでもよい。反応は、一般に、三次元の巨
大分子ネットワークの形成をもたらし、Ｓｈａｗ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｎｅｇａｔｉｖｅ　
ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔｓ　ｆｏｒ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ」，ＩＢ
Ｍ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ（１９
９７）４１，８１～９４により検討されているように、ネガティブトーンフォトレジスト
として当該技術分野にて既知である。ネットワークの形成は、共有結合、イオン若しくは
水素結合のいずれかを介して、又は鎖の絡み合い等の物理的架橋を介して起こり得る。反
応はまた、フリーラジカル開始剤、光増感剤、光酸生成剤、光塩基生成剤（photobase ge
nerator）、又は熱酸生成剤等の１つ以上の中間種を介して開始し得る。前述した分子種
と反応性であると当該技術分野にて既知の２つ以上の官能基を含む架橋剤分子等の他の分
子種も、ネットワーク形成に関与し得る。
【００６６】
　強化シリコーンポリマーは、それらの高い化学的安定性とガラスに対する卓越した接着
力とにより、バックフィル層に使用することができる。したがって、ガラス基板に対する
接着のための接着促進層は必要ではない。シリコーンはまた、他のポリマーには接着しな
いことが既知であり、このことは、この材料をミクロ構造化ポリマーツールから直接剥離
できるものとするが、他の成分もシリコーンである場合を除いて、ダイアド中の１つの成
分として転写が困難である。実施例４に使用されるそのようなシリコーン配合物の１つは
、ＳＹＬＧＡＲＤ　１８４（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ））として
既知であり、これはヒドロシロキサン及び白金触媒と混合された、ポリジメチルシロキサ
ン及びビニルシロキサンの２成分混合物である。この混合物を僅かに加熱して、白金触媒
ヒドロシリル化硬化反応を経由してシリコーンネットワークを形成させる。実施例５に示
すように、他のシリコーン及び触媒を使用して、同じ効果を得ることができる。Ｇｅｌｅ
ｓｔ　Ｉｎｃ．（Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡ）は、例えば、様々な反応性基（エポキ
シ、カルビノール、メルカプト、メタクリルオキシアミノ、シラノール）で官能基化され
た多種多様なシロキサン類を製造している。Ｇｅｌｅｓｔは、シリコーンネットワークの
機械的特性を調整するために、完全縮合シリカナノ粒子又はＭＱ樹脂等の様々な添加剤と
予備混合されたこれらのシロキサンも販売している。紫外線を介して活性化するが、尚、
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次の熱硬化を必要とする（トリメチル）メチルシクロペンタデニル白金（ＩＶ）（Ｓｔｒ
ｅｍ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．（Ｎｅｗｂｕｒｙｐｏｒｔ，ＭＡ））等の他の白金
触媒も使用することができる。光硬化性シリコーン系は、それらが暗所内に保たれる限り
、それらの粘度は、温度が上昇するにつれて低下して、気泡を逃がし、ナノ構造化ツール
内により良好に浸透するため有利である。
【００６７】
　ポリマー樹脂にナノ粒子又は金属酸化物前駆体を組み込むことにより、より高い屈折率
を有する上記材料の異なる種類を合成することができる。Ｓｉｌｅｃｓ　ＳＣ８５０材料
は、変性されたシルセスキオキサン（ｎ≒１．８５）であり、Ｂｒｅｗｅｒ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅの高屈折率のＯｐｔｉＮＤＥＸ　Ｄ１材料（ｎ≒１．８）は、このカテゴリーの例で
ある。他の材料としては、メチルトリメトキシシラン（ＭＴＭＳ）とビストリエトキシシ
リルエタン（ＢＴＳＥ）のコポリマー（Ｒｏ　ｅｔ．ａｌ，Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．２００
７，１９，７０５～７１０）が挙げられる。この合成は、シルセスキオキサンの非常に小
さい架橋された環状のケージを有する容易に溶解するポリマーを形成する。この可撓性構
造は、コーティングの充填密度及び機械的強度の増加につながる。これらのコポリマーの
比率は、非常に低い熱膨張係数、低い有孔率、及び高い弾性率のために調整することがで
きる。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、バックフィル層は、ポリビニルシルセスキオキサンポリマー
を含むことができる。このポリマーは、ビニルトリエトキシシラン（Ｉ）の加水分解によ
り調製することができる。
【００６９】
【化１】

【００７０】
　重合後、典型的には光開始剤の添加と、その後の紫外線に対する曝露とにより、多数の
ビニル基のフリーラジカル重合によって３次元ネットワークが形成される。
【００７１】
　バックフィル材料は、一般に、数個の必須要件を満たすことができる。第１に、バック
フィル材料は、バックフィル材料がコーティングされるテンプレート層の構造化表面に接
着し、一致することができる。これは、気泡を捕捉せずに、ごく小さいフィーチャの中に
流れ込むことができるように、コーティング溶液の粘性が十分に低くなくてはならないこ
とを意味し、それは、複製された構造の良好な忠実度につながる。バックフィル材料が溶
媒ベースの場合、下に存在するテンプレート層を溶解しない又は膨潤させない溶媒からコ
ーティングされる必要があり、この溶解又は膨潤は、バックフィルの亀裂又は膨潤をもた
らすであろう。溶媒はテンプレート層のガラス転移温度よりも低い沸点を有することが望
ましい。好ましくは、イソプロパノール、ブチルアルコール、又は他のアルコール溶媒を
使用する。第２に、材料は十分な機械的一体性（例えば、「グリーン強度」）を有して硬
化する必要がある。バックフィル材料が、硬化後に十分なグリーン強度を有さない場合、
バックフィルパターンのフィーチャが沈み込み、複製の忠実度が劣化するであろう。第３
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に、いくつかの実施形態の場合、硬化材料の屈折率を調整して、適切な光学的効果を生成
する必要がある。サファイア、窒化物、金属、ポリイミド、又は酸化物等、異なる屈折率
の他の基板も、このプロセスに使用することができる。第４に、バックフィル材料は、基
板の未来のプロセス工程の温度の上位範囲を超える温度で、熱的に安定である（例えば、
最小限の亀裂、膨れ、又は破裂を示す）必要がある。この層に使用される材料は、典型的
には、コーティング内の収縮及び圧縮応力の蓄積を引き起こす縮合硬化工程を経る。これ
らの残留応力の形成を最小限にするために使用されるいくつかの材料戦略があるが、それ
らは、上述の全ての基準を満たすいくつかの市販のコーティングに使用されている。
【００７２】
　バックフィル層と平坦化層の両方の屈折率を調整することが有利な場合がある。例えば
、ＯＬＥＤの光抽出用途において、積層転写フィルムにより付与されるナノ構造は、バッ
クフィル層と平坦化層の構造化された境界面に位置づけられる。バックフィル層は、構造
化された境界面にある第１面と、隣接する層と一致する第２面と、を有する。平坦化層は
、構造化された境界面にある第１面と、隣接する層と一致する第２面と、を有する。この
用途では、バックフィル層の屈折率は、構造化された境界面の反対側のバックフィル層に
隣接する層の屈折率と屈折率整合し、一方、平坦化層の屈折率は、構造化された境界面の
反対側の平坦化層に隣接する層の屈折率と屈折率整合する。
【００７３】
　バックフィル層及び平坦化層の屈折率を調整するためにナノ粒子を使用することができ
る。例えば、アクリルコーティングでは、シリカナノ粒子（ｎ≒１．４２）を使用して屈
折率を下げることができ、一方、ジルコニアナノ粒子（ｎ≒２．１）を使用して屈折率を
上げることができる。ナノ粒子とバインダーの屈折率の差が大きいと、ヘイズがコーティ
ングのバルクの内部に生じるであろう。ヘイズが望ましい属性とされる用途（例えば、Ｏ
ＬＥＤ固体照明要素における均一の光分配）については、この制限を越えることができる
。また、粒子の凝集が生じ始めるまでのナノ粒子の濃度にも制限があり、したがって、コ
ーティングの屈折率の調整可能な範囲が制限される。
【００７４】



(21) JP 2016-508894 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

【表１】

【００７５】
　接着促進層の材料
　接着促進層は、転写フィルムの性能に実質的に有害な影響を及ぼさずに、レセプター基
板への転写フィルムの接着力を高める任意の材料を用いて実施され得る。バックフィル層
及び平坦化層についての代表的な材料を接着促進層にもまた使用することができる。接着
促進層に典型的な材料は、表１に記載したＣＹＣＬＯＴＥＮＥ樹脂である。開示した物品
及び方法に有用な、他の有用な接着促進材料としては、フォトレジスト（ポジティブ及び
ネガティブ）、自己組織化単層、シランカップリング剤、及び巨大分子が挙げられる。い
くつかの実施形態では、シルセスキオキサンが接着促進層として機能し得る。他の代表的
な材料としては、エポキシド、エピスルフィド、ビニル、ヒドロキシル、アリルオキシ、
（メタ）アクリレート、イソシアネート、シアノエステル、アセトキシ、（メタ）アクリ
ルアミド、チオール、シラノール、カルボン酸、アミノ、ビニルエーテル、フェノール系
、アルデヒド、アルキルハライド、シンナメート、アジド、アジリジン、アルケン、カル
バメート類、イミド、アミド、アルキン、及びこれらの群の任意の誘導体又は組み合わせ
等の非常に多様な反応性基で官能基化された、ベンゾシクロブタン類、ポリイミド類、ポ
リアミド類、シリコーン類、ポリシロキサン類、シリコーンハイブリッドポリマー、（メ
タ）アクリレート類、及び他のシラン類又は巨大分子を挙げることができる。
【００７６】
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　剥離ライナー
　バックフィル層は、場合により、一時的剥離ライナーで覆われてもよい。剥離ライナー
は、取り扱い中にパターン化構造化バックフィルを保護することができ、所望の際に容易
に除去して、構造化バックフィル、又は構造化バックフィルの一部をレセプター基板に転
写することができる。開示したパターン化構造化テープに有用な代表的なライナーは、Ｐ
ＣＴ特許出願公開第ＷＯ　２０１２／０８２５３６号（Ｂａｒａｎ　ｅｔ　ａｌ．）に開
示されている。
【００７７】
　ライナーは、可撓性であっても剛性であってもよい。好ましくは、それは可撓性である
。好適なライナー（好ましくは、可撓性ライナー）は、典型的には、少なくとも厚さ０．
５ミル（０．０１ｍｍ）、かつ典型的には、厚さ２０ミル（０．５ｍｍ）以下である。ラ
イナーは、その第１の表面上に配置された剥離コーティングを有する裏材であり得る。場
合により、剥離コーティングは、その第２の表面上に配置され得る。この裏材がロールの
形態である転写物品に使用される場合、第２の剥離コーティングは、第１の剥離コーティ
ングより低い剥離値を有する。剛性ライナーとして機能し得る好適な材料としては、金属
、金属合金、金属－マトリクス複合材料、金属化プラスチック、無機ガラス及びガラス化
された有機樹脂、成形セラミック、並びにポリマーマトリクス補強複合材料が挙げられる
。
【００７８】
　代表的なライナー材料としては、紙及び高分子材料が挙げられる。例えば、可撓性裏材
としては、高密度クラフト紙（Ｌｏｐａｒｅｘ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ（Ｗｉｌｌ
ｏｗｂｒｏｏｋ，ＩＬ）から市販されているもの等）、ポリエチレン塗布クラフト紙等の
ポリコート紙、及び高分子フィルムが挙げられる。好適な高分子フィルムとしては、ポリ
エステル、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリエチレン、セルロース、ポリアミド
、ポリイミド、ポリシリコーン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレンフタレート
、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、又はこれらの組み合わせが挙げられる。不織布又
は織布ライナーも有用であり得る。不織布又は織布ライナーを用いた実施形態は、剥離コ
ーティングを組み込んでもよい。ＣＬＥＡＲＳＩＬ　Ｔ５０剥離ライナー；Ｓｏｌｕｔｉ
ａ／ＣＰ　Ｆｉｌｍｓ（Ｍａｒｔｉｎｓｖｉｌｌｅ，ＶＡ）から入手可能なシリコーン塗
布２ｍｉｌ（０．０５ｍｍ）ポリエステルフィルムライナー、及びＬｏｐａｒｅｘ（Ｈａ
ｍｍｏｎｄ，ＷＩ）から入手可能なＬＯＰＡＲＥＸ　５１００剥離ライナー、フルオロシ
リコーン塗布２ｍｉｌ（０．０５ｍｍ）ポリエステルフィルムライナーは、有用な剥離ラ
イナーの例である。
【００７９】
　ライナーの剥離コーティングは、フッ素含有材料、ケイ素含有材料、フルオロポリマー
、シリコーンポリマー、又は１２～３０個の炭素原子を有するアルキル基を有するアルキ
ル（メタ）アクリレートを含むモノマーから誘導されたポリ（メタ）アクリレートエステ
ルであってもよい。一実施形態において、アルキル基は分枝状であってもよい。有用なフ
ルオロポリマー及びシリコーンポリマーの例示的な例は、米国特許第４，４７２，４８０
号（Ｏｌｓｏｎ）、同第４，５６７，０７３号、及び同第４，６１４，６６７号（両方と
もＬａｒｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．）に見出すことができる。有用なポリ（メタ）アクリレー
トエステルの例示的な例は、米国特許出願公開第２００５／１１８３５２号（Ｓｕｗａ）
に見出すことができる。ライナーの除去は、バックフィル層の表面トポロジーを否定的に
変更してはならない。
【００８０】
　その他の添加剤
　バックフィル及び接着促進層に含まれる他の好適な添加剤は、抗酸化剤、安定剤、オゾ
ン劣化防止剤、並びに／又はフィルムの保管、出荷及び取り扱いのプロセス中の時期尚早
の硬化を防止する阻害剤である。時期尚早の硬化の防止により、前述した全実施形態の積
層転写に必要な粘着が維持され得る。抗酸化剤は、電子移動、及び重合等の連鎖反応をも
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たらし得るフリーラジカル種の形成を防止することができる。抗酸化剤を使用して、それ
らの種を分解することができる。好適な抗酸化剤としては、例えば、商標名ＩＲＧＡＮＯ
Ｘの抗酸化剤を挙げることができる。抗酸化剤の分子構造は、典型的には、２，６－ジ－
ｔｅｒｔ－ブチルフェノール、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノールの
ようなヒンダードフェノール系構造、又は芳香族アミン類に基づく構造である。ヒドロペ
ルオキシドラジカルの分解には、ホスファイト類又はホスホナイト類、有機硫黄含有化合
物、及びジチオホスホネート類等の二次抗酸化剤も使用される。典型的な重合阻害剤とし
ては、ヒドロキノン、２，５ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－ヒドロキノン、モノメチルエーテル
ヒドロキノン等のキノン構造、又は４－ｔｅｒｔブチルカテコール等のカテコール誘導体
が挙げられる。使用される任意の抗酸化剤、安定剤、オゾン劣化防止剤、及び阻害剤は、
バックフィル及び接着促進層に可溶である必要がある。
【実施例】
【００８１】
　実施例における全ての部、百分率、比等は、特に明記しない限り、重量基準である。用
いた溶媒及びその他の試薬は、特に異なる指定のない限り、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
　Ｃｏｒｐ．（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍｉｓｓｏｕｒｉ）から入手した。
【００８２】
　実施例１及び２は、図１に示した手順を用いる。
【００８３】
　実施例１：接着促進層を有するハードコート
　テンプレート／剥離コーティング
　ベースフィルムは、ＵＶＡＣＵＲＥ　１５００（Ｃｙｔｅｃ（Ｗｏｏｄｌａｎｄ　Ｐａ
ｒｋ，ＮＹ））及びトリメチロールプロパントリアクリレート（ＴＭＰＴＡ）の５０／５
０ブレンドを１％　ＯＭＡＮ　０７１光開始剤（Ｇｅｌｅｓｔ（Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ
，ＰＡ）から入手可能）と共に含む化学線硬化プライマーでプライミングした火炎処理２
ｍｉｌ（５０μｍ）ＫＡＰＴＯＮ　Ｈであった。
【００８４】
　複製樹脂は、１％　ＤＡＲＯＣＵＲ　１１７３（Ｃｉｂａ（Ｂａｓｅｌ，Ｓｗｉｔｚｅ
ｒｌａｎｄ）から入手可能、１．９％トリエタノールアミン、０．５％　ＯＭＡＮ　０７
１、及び０．３％メチレンブルーを含む光開始剤パッケージを有する、共にＳａｒｔｏｍ
ｅｒ（Ｅｘｔｏｎ，ＰＡ）から入手可能なジペンタエリスリトール（dipenaerythritol）
ペンタアクリレート（ＳＲ　３９９）及び１，６－ヘキサンジオールジアクリレート（Ｓ
Ｒ　２３８）の７５／２５ブレンドであった。樹脂の複製は、１３７°Ｆ（５８．３℃）
のツール温度で、２０フィート／分（ｆｐｍ）（６メートル／分）で行った。ツールと接
触している間、６００Ｗ／ｉｎ（２３６Ｗ／ｃｍ）で作動するＦｕｓｉｏｎ「Ｄ」ランプ
からの放射線をフィルムに透過させて、樹脂を硬化させた。複合材料フィルムをツールか
ら除去し、１００°Ｆ（３７．８℃）に加熱したチルロールと接触している間、３６０Ｗ
／ｉｎ（１４２Ｗ／ｃｍ）で作動するＦｕｓｉｏｎ「Ｄ」ランプを使用して、フィルムの
パターン化面を後放射線硬化（post radiation cured）させた。
【００８５】
　複製したテンプレートフィルムを、２５０標準ｃｃ　３／分（ＳＣＣＭ）の流量、２５
ｍトル（３．３Ｐａ）の圧力、及び１０００ワットのＲＦ電力で、アルゴンガスを用いて
３０秒間プライミングした。次いで、これらのサンプルを、酸素を付加せずに、テトラメ
チルシラン（ＴＭＳ）流量１５０　ＳＣＣＭでＴＭＳプラズマに曝露した。これは、酸素
対シリコンの原子比約０に相当する。チャンバ内の圧力は２５ｍトル（３．３Ｐａ）であ
り、ＲＦ電力１０００ワットを１０秒間維持した。
【００８６】
　バックフィルコーティング
　長さ（１２０ｃｍ×３０ｃｍ）の複製テンプレートフィルムを、平らな金属プレート上
に配置した。ＰＥＲＭＡＮＥＷ　６０００　Ｌ５１０－１（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ｈａ
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ｒｄｃｏａｔ（Ｃｈｕｌａ　Ｖｉｓｔａ，ＣＡ）から入手可能）をイソプロパノール中で
１０％　ｗ／ｗに希釈し、室温とした。およそ５ｍＬのＰＥＲＭＡＮＥＷ　６０００　Ｌ
５１０－１を複製フィルムに適用し、次いでフィルム上に＃１０　Ｍａｙｅｒバーを用い
てコーティングして、バックフィルされたサンプルを生成した。フィルムを５０℃で１０
分間乾燥させた。次いで、サンプルを室温に冷却した。
【００８７】
　接着促進剤コーティング
　最初に、５０ｍｍ×５０ｍｍの磨きガラススライドをリントのない布で清拭し、次いで
、洗浄チャンバにて洗剤で２０分間超音波処置し、次いで、温水を有する２つのカスケー
ドリンスチャンバのそれぞれに２０分間入れた。次いで、空気循環炉内でスライドを２０
分間乾燥させた。スライドをＭｏｄｅｌ　ＷＳ－６５０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコ
ーターの真空チャック上に装着した。６４ｋＰａ（４８ｍｍのＨｇ）の真空を適用して、
サンプルをチャックに保持した。スピンコーターは、５００ＲＰＭで５秒間（コーティン
グ適用工程）、次いで２０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭ
で１０秒間（乾燥工程）にプログラムした。
【００８８】
　（ＣＹＣＬＯＴＥＮＥ　３０２２　６３樹脂、６３％ｗ／ｗストック、ＤＯＷ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ）製）の溶液を、メシチレン中で２
５％ｗ／ｗに希釈した。スピンサイクルのコーティング適用部分の間、およそ１～２ｍＬ
のＣＹＣＬＯＴＥＮＥ溶液２５％ｗ／ｗをサンプルに適用した。次いで、スピンコーター
からサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆うと共に９０℃のホットプレート上に
５分間置いた。サンプルを室温に冷却した。
【００８９】
　積層
　バックフィルしたテンプレートを、熱フィルムラミネータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３
５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ
））を使用して、コーティングされた面を下にして、ＣＹＣＬＯＴＥＮＥでコーティング
された清浄なガラススライドに２３０°Ｆ（１１０℃）で積層した。積層したサンプルを
ホットプレートから除去し、室温に冷却した。
【００９０】
　焼成
　サンプルからテンプレートツールを剥がし、複製したバックフィル材料をガラススライ
ドに転写した。積層したサンプルを箱形炉内に配置し、約５℃／分の速度で２５℃から５
００℃とした。炉を５００℃で１時間保持し、その後、炉及びサンプルを自然冷却した。
結果はナノ構造を有する透明なガラス基板であり、図１２に示されている。
【００９１】
　実施例２：放射線剥離性ＰＳＡ接着促進層を有するアクリレート構造
　剥離コーティングしたテンプレート層を実施例１のように構成した。
【００９２】
　バックフィルコーティング
　米国特許出願公開第２００６／０００４１６６号（Ｏｌｓｏｎ）に記載されている、光
開始剤（０．１％　２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィン（trimethy
lbenzoydiphenylphosphine））オキシド及び０．３５％　２－ヒドロキシ－２－メチル－
１－フェニル－プロパン－１－オン）を含む、アクリレート樹脂系（２－プロペン酸（１
－メチルエチリデン）ビス［（２，６－ジブロモ－４，１－フェニレン）オキシ（２－ヒ
ドロキシ－３，１－プロパンジイル）］エステル、フェノキシエチルアクリレート及びト
リメチロールプロパントリアクリレート（６５／２５／１０）を、できる限り薄い層で、
複製テンプレートフィルム上にナイフコーティングした。この層の機能は、最終的なフィ
ルムに耐久性を付加するであろう硬質アクリレートでナノ構造を満たすことのみである。
アクリレートコーティングされたテンプレートを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着したベ
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ルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、窒素中で硬化させた（２
回通過、２０ｆｐｍ（６メートル／分））。サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷
却した。
【００９３】
　放射線剥離性感圧接着剤（ＰＳＡ）系（ＩＯＡ／ＭＡ／ＡＡ（５７．５／３５／７．５
）を２５％　ｗ／ｗ　ＳＲ４９４（Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏ．製のペンタエリスリトール
（pentaerithrotol）テトラアクリレート）及び１重量％　ＤＡＲＯＣＵＲ　１１７３（
Ｃｉｂａ／ＢＡＳＦ製の光開始剤）と混合した。この混合物をエチルアセテート／トルエ
ン中で２０％固体に希釈した。上記に開示したＰＳＡ系を、上記に開示した硬化及び満た
されたテンプレートフィルムの一部分上に、４ｍｉｌ（１００μｍ）の間隙でナイフコー
ティングした。このフィルムを７０℃で１０分間乾燥させた。次いで、サンプルを室温に
冷却した。
【００９４】
　積層
　サンプルを室温にて一枚のガラスに手動で積層した。次いで、このガラスをホットプレ
ート上で９０℃に加熱し、再び手動で積層した。このサンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバル
ブを装着したベルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、窒素中で
硬化させた（２回通過、２０ｆｐｍ（６メートル／分））。サンプルをチャンバから取り
出し、室温に冷却した。ポリエチレン複製テンプレートをサンプルから除去し、硬化ナノ
構造をガラス基板上に残留させた。
【００９５】
　実施例３～６は、図３に示した手順を用いる。
【００９６】
　実施例３：放射線剥離性ＰＳＡ
　多官能性アクリレートを添加した高分子感圧接着剤組成物は相当の初期接着力を有する
が、放射線硬化後に接着力は有意に低下し、感圧接着剤はテンプレートフィルムから容易
に除去することができる。
【００９７】
　剥離コーティングしたテンプレート層を実施例１のように構成した。
【００９８】
　バックフィルコーティング
　エチルアセテート及びトルエン中２６重量％固体の、イソオクチルアクリレート／メタ
クリレート／アクリル酸から作製された放射線剥離性感圧接着剤（ＰＳＡ）系は、モノマ
ー比５７．５／３５／７．５のコポリマーであり、米国再発行特許第２４，９０６号（Ｕ
ｌｒｉｃｈ）に記載されているように調製される。このＰＳＡ系を２５％　ｗ／ｗ　ＳＲ
４９４（Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏ．製のペンタエリスリトール（pentaerithrotol）テト
ラアクリレート）及び１重量％　ＤＡＲＯＣＵＲ　１１７３（Ｃｉｂａ／ＢＡＳＦ製の光
開始剤）と混合した。この混合物をエチルアセテート／トルエン中で２０％固体に希釈し
た。上記に開示したＰＳＡ系を、ドクターブレードを使用して、上記に開示した複製テン
プレートフィルムの一部分上にコーティングした。フィルムを９０℃で１０分間乾燥させ
た。次いで、サンプルを室温に冷却した。
【００９９】
　積層
　サンプルを室温にて一枚のガラスに手動で積層した。次いで、このガラスをホットプレ
ート上で９０℃に加熱し、再び手動で積層した。このサンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバル
ブを装着したベルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、窒素中で
硬化させた（２回通過、２０ｆｐｍ（６メートル／分））。サンプルをチャンバから取り
出し、室温に冷却した。複製テンプレートをサンプルから除去し、硬化ナノ構造をガラス
基板上に残留させた。
【０１００】
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　実施例４：
　ＱＰＡＣ　１００（Ｅｍｐｏｗｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）をＣＬＥＡＲＳＩＬシリコ
ーン剥離ライナーＴ－５０（ＣＰＦｉｌｍｓ　Ｉｎｃ（Ｄｕｂｖａｉ，ＵＡＥ）から入手
可能）の裏面上にコーティングし、２０１２年７月２０出願の「ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＤ　
ＬＡＭＩＮＡＴＩＯＮ　ＴＲＡＮＳＦＥＲ　ＦＩＬＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ」と題
された米国特許出願第１３／５５３，９８７号に開示されているように、ナノスケールフ
ィーチャをエンボス加工した。コーティングされたフィルムは、厚さおよそ４マイクロメ
ートルであり、エンボス加工した模様は６００ｎｍピッチであり、１：１の高さ対ピッチ
の比の鋸歯パターンであった。シリコーン材料ＳＹＬＧＡＲＤ　１８４（Ｄｏｗ）を文献
の手順に従って調製した。ＳＹＬＧＡＲＤ　１８４ベース樹脂をプラスチックカップ内に
て１０：１の比で架橋剤と混合した。この混合物を、均質の溶液が得られるまで、スパチ
ュラで３分間ゆっくり撹拌した。この混合物をデシケーター（dessicator）内に減圧下で
約１時間配置して、樹脂混合物から全ての捕捉気泡を除去した。この混合物をエンボス加
工ＱＰＡＣ１００の上部上に注ぎ、１ｍｉｌ（２５μｍ）間隙でノッチバーコーティング
し、次いで８０℃の真空炉内に３時間配置した。真空環境を使用して、硬化プロセス中、
ナノスケールフィーチャからの捕捉空気の除去を補助した。硬化後、ＳＹＬＧＡＲＤ　１
８４／ＱＰＡＣ１００／Ｔ５０スタックをガラス顕微鏡スライドと共にプラズマチャンバ
内に配置した。両方の材料を酸素プラズマに１分間曝露し（７５Ｗ、０．６ｍトル（０．
０８Ｐａ）、５０ｓｃｃｍ　Ｏ２）、次いでＳＹＬＧＡＲＤ　１８４スタックをひっくり
返し、ガラス面と直ちに接触させると共に０．１ｆｔ／分（３．０ｃｍ／分）で積層した
。このサンプルを１２０℃炉内で３０分間加熱して、シリコーンとガラス表面とを互いに
結合した。最終的に、ＱＰＡＣ１００／Ｔ５０鋳型をＳＹＬＧＡＲＤ　１８４から剥がし
、ナノエンボス加工フィーチャのネガティブレプリカを残した。
【０１０１】
　実施例５：
　ＱＰＡＣ　１００（Ｅｍｐｏｗｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）をＴ５０剥離ライナーの裏
面上にコーティングし、実施例４に開示したように、ナノスケールフィーチャをエンボス
加工した。コーティングされたフィルムは、厚さおよそ４マイクロメートルであり、エン
ボス加工した模様は６００ｎｍピッチであり、ＩＳ　Ｎ０１９９６９に開示された１：１
の高さ対ピッチの比の鋸歯パターンであった。ＵＶ硬化性シリコーン材料を以下の手順に
従って調製した。ＶＱＭ－１３５（Ｇｅｌｅｓｔ）ベース樹脂を、プラスチックカップ内
にて架橋剤ＳＹＬ－ＯＦＦ　７６７８（Ｄｏｗ）と１０：１の比で混合した。１０ｐｐｍ
の白金光ヒドロシリル化触媒（ＭｅＣｐ）ＰｔＭｅ３、Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ）を樹脂溶
液に加え、スパチュラで３分間撹拌した。この混合物を８０℃ホットプレート上に１５分
間配置して、コーティング前に粘度を低下させた。この混合物をエンボス加工ＱＰＡＣ１
００の上部上に注ぎ、１ｍｉｌ（２５μｍ）間隙でノッチバーコーティングし、次いで高
強度紫外線ランプ下で硬化させた（Ｆｕｓｉｏｎ　Ｄバルブ、２０フィート／分（６メー
トル／分）で３回通過）。ＰＳＥ－００２／ＱＰＡＣ１００／Ｔ５０スタックをひっくり
返し、酸素プラズマ処理したガラス面と直ちに接触させると共に０．１ｆｔ／分（３．０
ｃｍ／分）で積層した。このサンプルを１２０℃炉内で２０分間加熱して、シリコーンの
硬化を完了し、シリコーンをガラスに結合した。アルミニウムプレート上でサンプルを冷
却した後、ＱＰＡＣ１００／Ｔ５０鋳型をＰＳＥ－００２から剥がし、ナノエンボス加工
フィーチャのネガティブレプリカを残した。
【０１０２】
　実施例６：
　ＱＰＡＣ　１００（Ｅｍｐｏｗｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）を、実施例４の手順に従っ
て、Ｔ５０剥離ライナーの裏面上にコーティングした。コーティングされたフィルムは、
厚さおよそ４マイクロメートルであり、エンボス加工した模様は６００ｎｍピッチであり
、１：１の高さ対ピッチの比の鋸歯パターンであった。ＨＡＲＤＳＩＬ　ＡＭハードコー
ト溶液をＧｅｌｅｓｔから購入し、エンボス加工ＱＰＡＣ１００の上部上に１ｍｉｌ（２
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５μｍ）間隙でノッチバーコーティングし、９０℃で一晩乾燥させた（１５時間）。ＵＶ
硬化性シリコーン材料を以下の手順に従って調製した。ＶＱＭ－１３５（Ｇｅｌｅｓｔ）
ベース樹脂を、プラスチックカップ内にて架橋剤ＳＹＬ－ＯＦＦ　７６７８（Ｄｏｗ）と
１０：１の比で混合した。１０ｐｐｍの白金光ヒドロシリル化触媒（（ＭｅＣｐ）ＰｔＭ
ｅ３、Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ）を樹脂溶液に加え、スパチュラで３分間撹拌した。この混
合物を硬化ＨＡＲＤＳＩＬ　ＡＭの上部上に注ぎ、２ｍｉｌ（５０μｍ）間隙でノッチバ
ーコーティングし、次いで高強度紫外線ランプ下で硬化させ（Ｆｕｓｉｏｎ　Ｄバルブ、
２０フィート／分（６メートル／分）で３回通過）、その後９０℃で一晩硬化させた（１
５時間）。ＰＳＥ－００２上面及びガラススライドを酸素プラズマに１分間曝露し（７５
Ｗ、０．６ｍトル（０．０８Ｐａ）、５０ｓｃｃｍ　Ｏ２）、次いで２つの材料を直ちに
接触させると共に、０．１ｆｔ／分（３．０ｃｍ／分）で積層した。２つの表面間の一滴
の水は、積層転写工程中の均一性を改善した。サンプルを１２０℃のホットプレート上で
５分間加熱して、シリコーンをガラススライドに結合した。アルミニウムプレート上でサ
ンプルを冷却した後、ＱＰＡＣ１００／Ｔ５０鋳型をＨａｒｄｓｉｌ　ＡＭ／ＰＳＥ－０
０２／ガラスから剥がし、ナノエンボス加工フィーチャのネガティブレプリカをガラス上
に残した。
【０１０３】
　実施例７及び８は、図２に開示したプロセスを用いる
　実施例７：パターン化ハードコート
　剥離コーティングしたテンプレート層を実施例１のように構成した。
【０１０４】
　バックフィルコーティング
　長さ（１２０ｃｍ×３０ｃｍ）の複製テンプレートフィルムを、平らな金属プレート上
に配置した。ＰＥＲＭＡＮＥＷ　６０００　Ｌ５１０－１（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ｈａ
ｒｄｃｏａｔ（Ｃｈｕｌａ　Ｖｉｓｔａ，ＣＡ）から入手可能）をイソプロパノール中で
１０％ｗ／ｗに希釈し、室温とした。５ｍＬのＰＥＲＭＡＮＥＷ　６０００　Ｌ５１０－
１を複製フィルムに適用し、次いでフィルム上にＭａｙｅｒバー（＃１０）コーティング
して、バックフィルされたサンプルを生成した。フィルムを５０℃で１０分間乾燥させた
。次いで、サンプルを室温に冷却した。
【０１０５】
　パターン化接着層
　最初に、５０ｍｍ×５０ｍｍの磨きガラススライドをリントのない布で清拭し、次いで
、洗浄チャンバにて洗剤で２０分間超音波処置し、次いで、温水を有する２つのカスケー
ドリンスチャンバのそれぞれに２０分間入れた。次いで、空気循環炉内でスライドを２０
分間乾燥させた。スライドを８０℃で２０～３０分間予備焼成した。このスライドをＫａ
ｒｌ　Ｓｕｓｓスピンコーターのチャック上に装着した。スピンコーターを、２０００ｒ
ｐｍ上昇させて、４０００ＲＰＭで４０秒間にプログラムした。スピンサイクルのコーテ
ィング適用部分の間、ＴＯＫ　ＴＥＬＲ－Ｐ００３ＰＭポジティブフォトレジスト（Ｔｏ
ｋｙｏ　Ｏｈｋａ　Ｋｏｇｙｏ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（Ｋａｎａｇａｗａ，ＪＡＰＡＮ）の
溶液をサンプルに適用した。次いで、スピンコーターからサンプルを取り出し、ホットプ
レート上にて９５℃で２０分間軟焼成（soft bake）した。コーティングされたサンプル
を、一定のピッチを有するピクセルサイズ試験パターンで撮像し、６６ｍＪ／ｃｍ２のＵ
Ｖ強度で２．４４秒間範囲を変更した。レジストをＭＩＣＲＯＰＯＳＩＴ　ＭＦ－３１９
現像液（Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｌ
ＬＣ（Ｍａｒｌｂｏｒｏｕｇｈ，ＭＡ　０１７５２アメリカ合衆国））で６０秒間、振盪
しながら現像し、次いでカスケードＤＩ水中で濯ぎ、窒素で乾燥させた。次いで、サンプ
ルを最初に２００℃で２～３分間予熱した後、ホットプレート上にて２５０℃で３０分間
焼成することにより硬焼成した。
【０１０６】
　積層
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　バックフィルされたテンプレートフィルムを、熱フィルムラミネータ（ＧＢＣ　Ｃａｔ
ｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉ
ｒｅ，ＩＬ））を使用して、コーティングされた面を下にして、パターン化フォトレジス
トでコーティングされた清浄なガラススライドに２３０°Ｆ（１１０℃）で積層した。積
層したサンプルをホットプレートから除去し、室温に冷却した。サンプルからテンプレー
トツールを剥がし、複製したバックフィル材料をガラススライド上のフォトレジストに転
写した。結果はパターン化ナノ構造を有する透明なガラス基板であり、図１３に示されて
いる。
【０１０７】
　実施例８：パターン化ハードコート
　犠牲材料層のコーティング及びエンボス加工
　連続フィルムコーティング装置で、幅１０．２ｃｍ（４インチ）のスロットタイプのコ
ーティングダイに、３０ｃｍ３／分の速度で、１，３－ジオキソラン中５重量％のＱＰＡ
Ｃ　１００溶液を送達した。この溶液を、厚さ０．０５１ｍｍ（０．００２インチ）のＴ
５０シリコーン剥離ライナーの裏面にコーティングした。コーティングされたウェブは、
約２．４ｍ（８フィート）進んでから、３ゾーン全てを６５．５℃（１５０°Ｆ）に設定
した、およそ９．１ｍ（３０フィート）の従来の空気浮上式ドライヤーに入った。この基
板を、３．０５ｍ／分（１０ｆｔ／分）の速度で移動させ、約８０マイクロメートルのウ
ェットコーティング厚を達成した。
【０１０８】
　次いで、１１０℃（２３０°Ｆ）の温度で、６００ｎｍのピッチの線状鋸歯形状溝を有
する金属の原型ツールに対して、１．７５ｋＮ／ｃｍ（１リニアインチにつき１０００ポ
ンド）の圧力下のニップで、コーティングされたフィルムをエンボス加工した。エンボス
ライン速度は、０．６１ｍ／分（２ｆｔ／分）であった。
【０１０９】
　バックフィルコーティング
　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｃｏｍｐａｋ電源（Ｅｎｅｒｃｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｍｅｎｏｍｏｎｅｅ　Ｆａｌｌｓ，ＷＩ））で駆動される二重セ
ラミックバー装置を使用して、エンボス加工されたフィルムの一部分をロールツーロール
プロセスで空気コロナ処理した。このシステムは、セラミックバーとサンプルとの間に３
．２ｍｍ（１／８インチ）の間隙を開けて、空気中で１．５ｍ／分（１．３フィート／分
）でサンプルに０．７５Ｊを適用するように構成した。
【０１１０】
　コロナ処理したエンボス加工フィルムのサンプル（≒２ｉｎ×３ｉｎ（５ｃｍ×８ｃｍ
））に、スピンコーティングによりエンボス加工フィルムに適用することにより、ＰＥＲ
ＭＡＮＥＷ　６０００　Ｌ５１０－１をコーティングした。スピンコーティングに先だっ
て、ＰＥＲＭＡＮＥＷ　６０００をイソプロパノール中で１７．３重量％に希釈し、０．
８μｍフィルターで濾過した。コーティングプロセス中、フィルムを支持するためにガラ
ス顕微鏡スライドを使用した。スピンパラメータは、５００ｒｐｍ／３秒（溶液の適用）
、３０００ｒｐｍ／１０秒（スピンダウン）とした。スピンコーターからサンプルを取り
出し、５０℃のホットプレートに３０分間置いて、乾燥工程を完了した。乾燥後、バック
フィルされたサンプルをホットプレート上に７０℃で４時間配置して、ＰＥＲＭＡＮＥＷ
　６０００を硬化させた。
【０１１１】
　パターン化接着層
　最初に、５０ｍｍ×５０ｍｍの磨きガラススライドをリントのない布で清拭し、次いで
、洗浄チャンバにて洗剤で２０分間超音波処置し、次いで、温水を有する２つのカスケー
ドリンスチャンバのそれぞれに２０分間入れた。次いで、空気循環炉内でスライドを２０
分間乾燥させた。このスライドを８０℃で２０～３０分間予備焼成した。スライドをＫａ
ｒｌ　Ｓｕｓｓスピンコーターのチャック上に装着した。スピンコーターを、２０００ｒ
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ｐｍ上昇させて、４０００ＲＰＭで４０秒間にプログラムした。スピンサイクルのコーテ
ィング適用部分の間、ＴＯＫ　ＴＥＬＲ－Ｐ００３ＰＭポジティブフォトレジスト（ＴＯ
ＫＹＯ　ＯＨＫＡ　ＫＯＧＹＯ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（ＫＡＮＡＧＡＷＡ，ＪＡＰＡＮ））
の溶液をサンプルに適用した。次いで、スピンコーターからサンプルを取り出し、ホット
プレート上にて９５℃で２０分間軟焼成した。
【０１１２】
　コーティングされたサンプルを、一定のピッチを有するピクセルサイズ試験パターンで
撮像し、６６ｍＪ／ｃｍ２の化学線強度で２．４４秒間範囲を変更した。レジストをＭＩ
ＣＲＯＰＯＳＩ　ＭＦ　３１９現像液（Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
ｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ＬＬＣ（Ｍａｒｌｂｏｒｏｕｇｈ，ＭＡ　０１７５２アメリ
カ合衆国））で６０秒間、振盪しながら現像し、次いでカスケードＤＩ水中で濯ぎ、窒素
で乾燥させた。次いで、サンプルを最初に２００℃で２～３分間予熱した後、ホットプレ
ート上にて２５０℃で３０分間焼成することにより硬焼成した。
【０１１３】
　積層及びオートクレービング
　一滴の脱イオン水をパターン化ガラススライドに適用して、ＰＥＲＭＡＮＥＷ　６００
０とパターン化フォトレジストとの間の接着を促進し、熱フィルムラミネータ（ＧＢＣ　
Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（Ｌｉｎｃｏｌｎ
ｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、バックフィルされたテンプレートフィルムを、コーテ
ィング面を下にして、パターン化フォトレジストでコーティングされた清浄なガラススラ
イドに２３０°Ｆ（１１０℃）で積層した。積層したサンプルを室温に冷却した。積層工
程により残された任意の気泡を除去するために、積層サンプルを７５℃及び６．５ｐｓｉ
（４５ｋＰａ）のオートクレーブ内に３０分間配置した。Ｔ５０フィルムをサンプルから
剥がし、犠牲テンプレート及びバックフィル材料をパターン化ガラススライドに転写した
。
【０１１４】
　犠牲テンプレート層の除去
　積層サンプルを、室温の環状炉内に配置した。実験の持続期間中、窒素ガスで炉をパー
ジした。次いで、温度を１０℃／分で２５℃から３００℃まで上昇させ、３００℃で３時
間保持した。炉及びサンプルを周囲温度に冷却した。得られたナノ構造化サンプルは透明
であり、線形光学格子に特徴的なイリデッセンスを示した。
【０１１５】
　非パターン化範囲からのナノ構造の除去
　犠牲テンプレートの除去後、脱イオン水で満たしたグラスビーカー内にナノ構造化サン
プルを配置し、ビーカーを超音波洗浄器（ＰＣ３、Ｌ＆Ｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｓ（Ｋ
ｅａｒｎｙ，ＮＪ）製）内に３０分間配置した。結果はパターン化ナノ構造を有する透明
なガラス基板であった。この結果を図１４に示す。より明るい矩形は、ナノ構造が基板に
転写されなかった範囲である。
【０１１６】
　実施例９は、図８に開示した手順を用いる。
【０１１７】
　実施例９：バイアでパターン化されたビニルシルセスキオキサン
　剥離コーティングしたテンプレート層を実施例１のように構成した。
【０１１８】
　ビニルシルセスキオキサンの調製
　ビニルトリエトキシシラン（１００ｇ）（Ｇｅｌｅｓｔ　Ｉｎｃ．（Ｍｏｒｒｉｓｖｉ
ｌｌｅ，ＰＡ　ＵＳＡ））、脱イオン水（５０ｇ）、及びシュウ酸（０．５ｇ）（Ｓｉｇ
ｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍｏ））を、冷却器を備えた５００ｍＬの丸
底フラスコ内にて室温で互いに混合した。この混合物を室温で６～８時間撹拌した後、溶
媒（水／エタノール混合物）を蒸発させた。得られた粘性液体をメチルエチルケトン（１
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００ｍＬ）に溶解し、脱イオン水（１００ｍＬ）で３回洗浄した。洗浄後、メチルエチル
ケトン及び残留水を減圧下で蒸発させて、ビニルシルセスキオキサンを粘性液体として得
た。ビニルシルセスキオキサンをメチルエチルケトンに再溶解して、１％　ｗ／ｗ　ＩＲ
ＧＡＣＵＲＥ　１８４（Ｃｉｂａ／ＢＡＳＦ製の光開始剤）を有する３０％　ｗ／ｗ溶液
とすることによって、ビニルシルセスキオキサン放射線硬化性系を調製した。
【０１１９】
　バックフィルコーティング
　５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）より僅かに大きい一片のテンプレート
フィルムを、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチｘ３インチ）ガラス顕微鏡
スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）
にテープで接着した。次いで、ガラススライド及びサンプルを、Ｍｏｄｅｌ　ＷＳ－６５
０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）から入手可能）上にて真空
チャック上に直接置いた。６４ｋＰａ（１９インチのＨｇ）の真空を適用して、サンプル
をチャックに保持した。スピンコーターを、５００ＲＰＭで５秒間（コーティング適用工
程）、次いで１０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭで２０秒
間（乾燥工程）にプログラムした。スピンサイクルのコーティング適用部分の間、およそ
１～２ｍＬのビニルシルセスキオキサン放射線硬化性系をテンプレートフィルムに適用し
て、バックフィルされたサンプルを生成した。
【０１２０】
　スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆った５０℃のホット
プレート上に３０分間配置した。次いで、サンプルを室温に冷却した。熱フィルムラミネ
ータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（
Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、サンプルを、コーティング面を下にし
て、フッ素化／シリコーン処理剥離ライナーに室温で積層した。積層したサンプルを室温
に冷却した。次いで、コーティングされたサンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着し
たベルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で（１回通過、２５ｆｐ
ｍ（８メートル／分）、石英上ニッケルフォトツールで剥離ライナーを介して撮像した。
サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷却した。剥離ライナーをサンプルから除去し
、次いで熱フィルムラミネータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎ
ｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、コーティン
グ面を下にして、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕
微鏡スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可
能）に２３０°Ｆ（１１０℃）で積層した。積層したサンプルを室温に冷却した。次いで
、積層サンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着したベルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ
　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、窒素中で硬化させた（１回通過、２５ｆｐｍ（８メート
ル／分））。サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷却した。次いで、テンプレート
フィルムをサンプルから除去し、硬化されたパターン化ナノ構造化層をガラス上に残留さ
せた（図１５）。
【０１２１】
　実施例１０は、図６に示した手順を用いる。
【０１２２】
　実施例１０：パターン化ビニルシルセスキオキサン
　剥離コーティングしたテンプレート層を実施例１のように構成した。
【０１２３】
　ビニルシルセスキオキサンを実施例９に開示したように調製した。
【０１２４】
　バックフィルコーティング
　５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）より僅かに大きい一片のテンプレート
フィルムを、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡
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スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ，ＰＡ）から入手可能）
にテープで接着した。次いで、ガラススライド及びサンプルを、Ｍｏｄｅｌ　ＷＳ－６５
０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）から入手可能）上にて真空
チャック上に直接置いた。６４ｋＰａ（４８３ｍｍ　Ｈｇ）の真空を適用して、サンプル
をチャックに保持した。スピンコーターを、５００ＲＰＭで５秒間（コーティング適用工
程）、次いで１０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭで２０秒
間（乾燥工程）にプログラムした。スピンサイクルのコーティング適用部分の間、およそ
１～２ｍＬのビニルシルセスキオキサン放射線硬化性系をテンプレートフィルムに適用し
て、バックフィルされたサンプルを生成した。
【０１２５】
　スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆った５０℃のホット
プレート上に３０分間配置した。次いで、サンプルを室温に冷却した。熱フィルムラミネ
ータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（
Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、サンプルを、コーティング面を下にし
て、フッ素化／シリコーン処理剥離ライナーに室温で積層した。積層したサンプルを室温
に冷却した。次いで、コーティングされたサンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着し
たベルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で窒素中で（１回通過、
２５ｆｐｍ（８メートル／分））、石英上ニッケルフォトツールで剥離ライナーを介して
撮像した。サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷却した。
【０１２６】
　化学線
　剥離ライナーをサンプルから除去し、コーティング面を上にして、厚さ１ｍｍの５．１
ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）にテープで接着した。次いで、ガ
ラススライド及びサンプルを、Ｍｏｄｅｌ　ＷＳ－６５０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピン
コーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏ
ｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）から入手可能）上にて真空チャック上に直接置いた。６４ｋ
Ｐａ（１９インチのＨｇ）の真空を適用して、サンプルをチャックに保持した。スピンコ
ーターを、５００ＲＰＭで５秒間（コーティング適用工程）、次いで１０００ＲＰＭで１
５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭで２０秒間（乾燥工程）にプログラムした
。スピンサイクルのコーティング適用部分の間、およそ１～２ｍＬのビニルシルセスキオ
キサン放射線硬化性系をテンプレートフィルムに適用して、バックフィルされたサンプル
を生成した。
【０１２７】
　スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆った５０℃のホット
プレート上に３０分間配置した。次いで、サンプルを室温に冷却した。熱フィルムラミネ
ータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（
Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、サンプルを、コーティング面を下にし
て、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡スライド
（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）に室温で
積層した。積層したサンプルを室温に冷却した。
【０１２８】
　次いで、テンプレートフィルムをサンプルから除去した。未硬化範囲をリフローさせ、
これらの範囲内のナノ構造を効果的に除去した。次いで、積層サンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ
　Ｈバルブを装着したベルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、
窒素中で硬化させた（１回通過、２５ｆｐｍ（８メートル／分））。サンプルをチャンバ
から取り出し、室温に冷却した。このプロセスは非構造化範囲が材料を保持するが構造を
保持しないパターン化、ナノ構造化サンプルを生成した。
【０１２９】
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　実施例１１及び１２は、図４に開示した手順を用いる。
【０１３０】
　実施例１１：パターン化ビニルシルセスキオキサン
　剥離コーティングしたテンプレート層を実施例１のように構成した。
【０１３１】
　ビニルシルセスキオキサンを実施例９に開示したように調製した。
【０１３２】
　バックフィルコーティング
　５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）より僅かに大きい一片のテンプレート
フィルムを、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡
スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）
にテープで接着した。次いで、ガラススライド及びサンプルを、Ｍｏｄｅｌ　ＷＳ－６５
０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）から入手可能）上にて真空
チャック上に直接置いた。６４ｋＰａ（１９インチのＨｇ）の真空を適用して、サンプル
をチャックに保持した。スピンコーターを、５００ＲＰＭで５秒間（コーティング適用工
程）、次いで１０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭで２０秒
間（乾燥工程）にプログラムした。スピンサイクルのコーティング適用部分の間、およそ
１～２ｍＬのビニルシルセスキオキサン放射線硬化性系をテンプレートフィルムに適用し
て、バックフィルされたサンプルを生成した。
【０１３３】
　スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆った５０℃のホット
プレート上に３０分間配置した。次いで、サンプルを室温に冷却した。熱フィルムラミネ
ータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（
Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、サンプルを、コーティング面を下にし
て、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡スライド
（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）に２３０
°Ｆ（１１０℃）で積層した。積層したサンプルを室温に冷却した。次いで、積層サンプ
ルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着したベルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ　ｉｎｄｕｓ
ｔｒｉｅｓ）内で（１回通過、２５ｆｐｍ（８メートル／分））、石英上ニッケルフォト
ツールで剥離ライナーを介して撮像した。サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷却
した。テンプレートフィルムを除去し、未硬化範囲を室温で１～５分間リフローさせた。
次いで、サンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着したベルト供給硬化チャンバ（ＲＰ
Ｃ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、窒素中で硬化させた（１回通過、２５ｆｐｍ（８メー
トル／分））。サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷却した。このプロセスは、図
１９に示すように、非構造化範囲が材料を保持するが構造を保持しないパターン化、ナノ
構造化サンプルを生成した。
【０１３４】
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【表２】

【０１３５】
　調製例１．シラン官能性ポリマーの合成
　ポリマー溶液Ｉの合成
　８オンスの茶色ビンの中に、２７ｇのイソオクチルアクリレート、３．０ｇのヒドロエ
チルアクリレート、２．２５ｇの３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、８０ｇの
エチルアセテート、及び０．１５ｇのＶａｚｏ　６７を混合した。この混合物を２０分間
Ｎ２下で泡立たせ、次いでこの混合物を７０℃において２４時間油浴の中に定置した。こ
の結果として、３１．０４重量％の固体を含む光学透明溶液を得た。
【０１３６】
　光結合材料の調製
　滴下漏斗、温度調節器、パドルスターラー、及び蒸留ヘッドを備えた２Ｌの丸底フラス
コ内に、１７７ｇのＮＴＢ－１溶液（１５重量％の、ｐＨ　４を有する二酸化チタン水溶
液、Ｄｅｎｋｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｊａｐａｎ）から入手可能）及び２００ｇの
１－メトキシ－２－プロパノールを入れ、これらを互いに混合した。３．２４ｇのフェニ
ルトリメトキシシラン、３０ｇのトルエン、及びポリマー溶液Ｉを急速な撹拌下で加えた
。１５分後、４８℃まで昇温させて、追加の２４０ｇのトルエンを添加した。次いで、混
合物を８０℃に１６時間加熱した。
【０１３７】
　温度を室温まで戻し、次いで、混合物を円形フラスコ内に移した。白色のしっとりした
ケーキ状の材料をもたらすために溶媒を回転式蒸発器を用いて除去した。次いで、追加の
４００ｇのトルエンを添加した。更に、溶媒を回転式蒸発器を用いて除去した。最終生成
物は、トルエン中の表面処理ＴｉＯ２ナノ粒子の分散液であった。分散液中の重量パーセ
ント固体が以下の表に示される。
【０１３８】
　ガラスロッドを用いて、プライミングされたＰＥＴ上に溶液をコーティングした。コー
ティングされたサンプルを真空炉内にて６５℃で５分間乾燥させた。乾燥後、サンプルは
、厚い範囲内が青みがかった色の、光学的に澄んだ粘着性のコーティングを生じた。本明
細書の他の箇所で記載したように、粘着を測定して、６３２．８ｎｍにおいてＭｅｔｒｉ
ｃｏｎ　ＭＯＤＥＬ　２０１０プリズム結合器（Ｍｅｔｒｉｃｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ　Ｉｎｃ．（Ｐｅｎｎｉｎｇｔｏｎ，ＮＪ））を用いて材料の屈折率を測定し、これ
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は以下の表に報告される。
【０１３９】
　実施例１２：ガラス上のパターン化光結合層
　剥離コーティングしたテンプレート層を実施例１のように構成した。
【０１４０】
　バックフィルコーティング
　５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）より僅かに大きい一片のテンプレート
フィルムを、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡
スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）
にテープで接着した。次いで、ガラススライド及びサンプルを、Ｍｏｄｅｌ　ＷＳ－６５
０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）から入手可能）上にて真空
チャック上に直接置いた。６４ｋＰａ（１９インチのＨｇ）の真空を適用して、サンプル
をチャックに保持した。スピンコーターを、５００ＲＰＭで５秒間（コーティング適用工
程）、次いで１０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭで２０秒
間（乾燥工程）にプログラムした。スピンサイクルのコーティング適用部分の間、およそ
１～２ｍＬの上述した光結合層をテンプレートフィルムに適用して、バックフィルされた
サンプルを生成した。
【０１４１】
　スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆った５０℃のホット
プレート上に３０分間配置した。次いで、サンプルを室温に冷却した。熱フィルムラミネ
ータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（
Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、サンプルを、コーティング面を下にし
て、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡スライド
（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）に２３０
°Ｆ（１１０℃）で積層した。積層したサンプルを室温に冷却した。次いで、積層サンプ
ルを、マスクアライナー内で石英上ニッケルフォトツールでガラススライドを介して撮像
した。
【０１４２】
　テンプレートフィルムを除去し、未硬化範囲を室温で１～５分間リフローさせた。次い
で、サンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着したベルト供給硬化チャンバ（ＲＰＣ　
ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、窒素中で硬化させた（１回通過、２５ｆｐｍ（８メートル
／分））。サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷却した。このプロセスは非構造化
範囲が材料を保持するが構造を保持しないパターン化、ナノ構造化サンプルを生成した。
【０１４３】
　実施例１３は、図９に開示した手順を用いる。
【０１４４】
　実施例１３：埋め込まれた低屈折率ダイアド
　剥離コーティングしたテンプレート層を実施例１のように構成した。
【０１４５】
　バックフィルコーティング
　５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）より僅かに大きい一片のテンプレート
フィルムを、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡
スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）
にテープで接着した。次いで、ガラススライド及びサンプルを、Ｍｏｄｅｌ　ＷＳ－６５
０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）から入手可能）上にて真空
チャック上に直接置いた。６４ｋＰａ（１９インチのＨｇ）の真空を適用して、サンプル
をチャックに保持した。スピンコーターを、５００ＲＰＭで５秒間（コーティング適用工
程）、次いで１０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭで２０秒
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間（乾燥工程）にプログラムした。スピンサイクルのコーティング適用部分の間、およそ
１～２ｍＬの実施例１２に記載した光結合材料をテンプレートフィルムに適用して、バッ
クフィルされたサンプルを生成した。
【０１４６】
　スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆った５０℃のホット
プレート上に３０分間配置した。次いで、サンプルを室温に冷却した。熱フィルムラミネ
ータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（
Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、サンプルを、コーティングされた面を
下にして、一片のポリエステルに７０°Ｆ（２１．１℃）で積層した。
【０１４７】
　ビニルシルセスキオキサンを実施例９に開示したように調製した。
【０１４８】
　テンプレートフィルムを除去し、構造化フィルムをプライミングされていないＰＥＴ上
に残留させた。５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）より僅かに大きい一片の
構造化フィルムを、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス
顕微鏡スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ，ＰＡ）から入手
可能）に、構造面を上にしてテープで接着した。次いで、ガラススライド及びサンプルを
、Ｍｏｄｅｌ　ＷＳ－６５０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）
から入手可能）上にて真空チャック上に直接置いた。６４ｋＰａ（１９インチのＨｇ）の
真空を適用して、サンプルをチャックに保持した。スピンコーターを、５００ＲＰＭで５
秒間（コーティング適用工程）、次いで１０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次い
で１０００ＲＰＭで２０秒間（乾燥工程）にプログラムした。スピンサイクルのコーティ
ング適用部分の間、およそ１～２ｍＬのビニルＳＳＱ放射線硬化性系をテンプレートフィ
ルムに適用して、バックフィルされたサンプルを生成した。
【０１４９】
　スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆った５０℃のホット
プレート上に３０分間配置した。次いで、サンプルを室温に冷却した。熱フィルムラミネ
ータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（
Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、サンプルを、コーティング面を下にし
て、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡スライド
（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）に２３０
°Ｆ（１１０℃）で積層した。積層したサンプルを室温に冷却した。
【０１５０】
　次いで、サンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着したベルト供給硬化チャンバ（Ｒ
ＰＣ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、窒素中で硬化させた（１回通過、２５ｆｐｍ（８メ
ートル／分））。サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷却した。次いで、プライミ
ングされていないＰＥＴをサンプルから除去した。このプロセスは、埋め込まれたナノ構
造、及び滑らかな上部を有するサンプルを生成した。未硬化範囲を室温で１～５分間リフ
ローさせた。次いで、サンプルを、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｈバルブを装着したベルト供給硬化チ
ャンバ（ＲＰＣ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）内で、窒素中で硬化させた（１回通過、２５ｆ
ｐｍ（８メートル／分））。サンプルをチャンバから取り出し、室温に冷却した。このプ
ロセスは非構造化範囲が材料を保持するが構造を保持しないパターン化、ナノ構造化サン
プルを生成した。
【０１５１】
　実施例１４：ビニルシルセスキオキサンの上部上の高屈折率バックフィル
　５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）より僅かに大きい一片のテンプレート
フィルムを、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡
スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）
にテープで接着した。次いで、ガラススライド及びサンプルを、Ｍｏｄｅｌ　ＷＳ－６５
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０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）から入手可能）上にて真空
チャック上に直接置いた。６４ｋＰａ（１９インチのＨｇ）の真空を適用して、サンプル
をチャックに保持した。スピンコーターを、５００ＲＰＭで５秒間（コーティング適用工
程）、次いで１０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭで２０秒
間（乾燥工程）にプログラムした。スピンサイクルのコーティング適用部分の間、およそ
１～２ミリリットルの光結合材料をテンプレートフィルムに適用して、バックフィルされ
たサンプルを生成した。
【０１５２】
　スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレーで覆った５０℃のホット
プレート上に３０分間配置した。熱フィルムラミネータ（ＧＢＣ　Ｃａｔｅｎａ　３５、
ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（Ｌｉｎｃｏｌｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））
を使用して、コーティングされた面を下にして、ＰＥＴのフィルムに２３０°Ｆ（１１０
℃）で積層した。積層したサンプルを室温に冷却した。次いで、積層したサンプルを、Ｕ
Ｖプロセッサを用いてＵＶ光下で硬化させた（２回通過）。次いで、テンプレートフィル
ムをサンプルから除去し、硬化層をＰＥＴ上に残留させた。
【０１５３】
　ＰＥＴサンプルを、厚さ１ｍｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラ
ス顕微鏡スライド（ＶＷＲ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入
手可能）にテープで接着した。次いで、ガラススライド及びサンプルを、Ｍｏｄｅｌ　Ｗ
Ｓ－６５０５－６ｎｐｐ／ｌｉｔｅスピンコーター（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ　ＰＡ）から入手可能）上
にて真空チャック上に直接置いた。６４ｋＰａ（１９インチのＨｇ）の真空を適用して、
サンプルをチャックに保持した。スピンコーターを、５００ＲＰＭで５秒間（コーティン
グ適用工程）、次いで１０００ＲＰＭで１５秒間（スピン工程）、次いで１０００ＲＰＭ
で２０秒間（乾燥工程）にプログラムした。スピンサイクルのコーティング適用部分の間
、およそ１～２ミリリットルのビニルＳＳＱ放射線硬化性系をテンプレートフィルムの低
屈折率接着層に適用した。スピンコーターからサンプルを取り出し、アルミニウムトレー
で覆った５０℃のホットプレート上に３０分間配置した。熱フィルムラミネータ（ＧＢＣ
　Ｃａｔｅｎａ　３５、ＧＢＣ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ（Ｌｉｎｃｏｌ
ｎｓｈｉｒｅ，ＩＬ））を使用して、サンプルを、コーティング面を下にして、厚さ１ｍ
ｍの５．１ｃｍ×７．６ｃｍ（２インチ×３インチ）ガラス顕微鏡スライド（ＶＷＲ　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｒａｄｎｏｒ　ＰＡ）から入手可能）に２３０°Ｆ（１１０
℃）で積層した。積層したサンプルを室温に冷却した。次いで、積層サンプルをＵＶ下で
硬化させた。次いで、テンプレートフィルムをサンプルから除去し、硬化層をガラス上に
残留させた。
【０１５４】
　以下は、本開示の実施形態の一覧である。
【０１５５】
　品目１は、キャリアと、キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ第１の表面の反
対側の第２の表面を有するテンプレート層であって、第２の表面が非平面状の構造化表面
を含む、テンプレート層と、テンプレート層の非平面状の構造化表面上に配置された剥離
コーティングと、剥離コーティングの非平面状の構造化表面上に配置され、かつ該表面に
一致するバックフィル層と、を含み、テンプレート層が、バックフィル層の構造化表面の
少なくとも一部分を実質的に損傷なく残しながら、バックフィル層から除去されることが
可能である、転写テープである。
【０１５６】
　品目２は、バックフィル層上に配置された剥離ライナーを更に含む、品目１の転写テー
プである。
【０１５７】
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　品目３は、キャリアが透明ポリマーを含む、品目１の転写テープである。
【０１５８】
　品目４は、テンプレート層が光硬化性有機樹脂を含む、品目１の転写テープである。
【０１５９】
　品目５は、剥離コーティングが化学蒸着されたテトラメチルシランポリマーを含む、品
目１の転写テープである。
【０１６０】
　品目６は、バックフィル層が平坦化層である、品目１の転写テープである。
【０１６１】
　品目７は、バックフィル層が２つの異なる材料の二層を含む、品目１の転写テープであ
る。
【０１６２】
　品目８は、二層の一方が接着促進層を含む、品目７の転写テープである。
【０１６３】
　品目９は、バックフィル層がシルセスキオキサンを含む、品目１の転写テープである。
【０１６４】
　品目１０は、シルセスキオキサンがポリビニルシルセスキオキサンを含む、品目９の転
写テープである。
【０１６５】
　品目１１は、品目１による転写テープと、バックフィル層に隣接したレセプター基板と
、を含む、物品である。
【０１６６】
　品目１２は、レセプター基板が可撓性ガラスを含む、品目１１の物品である。
【０１６７】
　品目１３は、バックフィル層が２つ以上の材料を含む、品目１１の物品である。
【０１６８】
　品目１４は、２つ以上の材料の１つが接着促進層である、品目１３の物品である。
【０１６９】
　品目１５は、接着促進層がパターン化されている、品目１４の物品である。
【０１７０】
　品目１６は、バックフィル層が架橋されている、品目１１の物品である。
【０１７１】
　品目１７は、バックフィル層が構造化未硬化パターン及び構造化架橋パターンを含む、
品目１１の物品である。
【０１７２】
　品目１８は、テンプレート層の構造化面上に配置された剥離コーティングと、剥離コー
ティング上に配置されたバックフィル層とが、転写テープから分離された際、構造化未硬
化パターンがリフローし、実質的に非構造化される、品目１７の物品である。
【０１７３】
　品目１９は、バックフィル層が完全に硬化されている、品目１４の物品である。
【０１７４】
　品目２０は、キャリアと、キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ第１の表面の
反対側の第２の表面を有するテンプレート層であって、第２の表面が非平面状の構造化表
面を含む、テンプレート層と、非平面状の構造化表面上に配置されたパターン化硬化バッ
クフィル層と、を含む、転写テープである。
【０１７５】
　品目２１は、バックフィル層上に配置された剥離層を更に含む、品目２０の転写テープ
である。
【０１７６】
　品目２２は、パターン化硬化バックフィル層と接触し、パターン化硬化バックフィル層
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で覆われていないテンプレート層の部分とも接触した架橋非構造化層を更に含む、品目２
０の転写テープである。
【０１７７】
　品目２３は、キャリアと、キャリアに適用された第１の表面を有し、かつ第１の表面の
反対側の第２の表面を有するテンプレート層であって、第２の表面が非平面状の構造化表
面を含む、テンプレート層と、非平面状の構造化表面上に配置された非パターン化硬化犠
牲バックフィル層と、バックフィル層との境界面を有するレセプター基板と、を含み、バ
ックフィル層とレセプター基板との境界面に、結合領域及び非結合領域が存在する、転写
テープである。
【０１７８】
　本明細書に引用される全ての参考文献及び刊行物は、それらが本開示と直接矛盾し得る
場合を除き、それらの全容を参照によって本開示に明確に援用するものである。以上、本
明細書において具体的な実施形態を図示、開示したが、これらの図示及び開示された具体
的な実施形態を、様々な代替的かつ／又は均等な実施形態により、本開示の範囲を逸脱す
ることなく、置き換えることができる点は、当業者であれば認識されるところであろう。
本出願は、本明細書において検討される具体的な実施形態のいかなる適合例又は変形例を
も網羅しようとするものである。したがって、本開示は、特許請求の範囲及びその等価物
によってのみ限定されるものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図５Ａ】
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【図６】 【図７】

【図７Ａ】 【図８】



(41) JP 2016-508894 A 2016.3.24

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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